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Beschreibung 

[0001] Diese Erfindung betrifft ein bildgebendes Material und ein Verf ahren zur Bildgebung, durch das ein Bild mit ei- 
ner hohen Auflosung leicht und kostengiinstig erhalten werden kann. Diese Erfindung betrifft weiterhin ein Verf ahren zur 
5 Herstellung einer lithographischen Druckplatte und eine dafur verwendete Anlage, ein Verfahren zur Plattenherstellung 
und ein Verfahren zur Erzeugung einer gedrucklen LeiLungsplalLe unler Verwendung des obigen Bildgebungsmaterials 
und des Verfahrens zur Bildbildung. 

[0002] Gegenwartig werden lithographische Druckplatten hergestellt, indem eine Schicht zum Aufhehmen von ole- 
ophilcr Tintc auf cincm Substrat wic cin Aluminiumblatt, Zinkblatt odcr Papier, dcrcn Obcrfiachcn hydrophil gemacht 

10 ist, vorgesehen ist, aber die allgemeinsten sind lithographische Druckplatten, die PS-Platten genannt werden, die unter . 
Verwendung von hchtempfindlichen Mated ahen wie Diazo-Verbindungen und Photopolymeren hergestellt sind. 
[0003] Die gedruckte Leitungsplatte, die in elektrischen Gegenstanden verwendet wird, umfaBt ein Isolations substrat, 
auf dem eine Schaltung mit einem leitenden Material wie Kupfer gebildet ist. Die Verfahren zur Herstellung der gedruck- 
ten Leitungsplatte werden grob in zwei unterteilt, namlich das Subtraktiv- Verf ahren, das das Vorsehen einer antikorro- 

15 dierenden Atz-Resistschicht auf einer leitenden Schicht. eines Laminatblattes, umfassend eine leitende Schicht, die auf 
einern Isolationssubstrat laminiert ist, und das Entfernen der exponierten leitenden Schicht durch Atzen umfaBt, und das 
Additiv- Verf ahren, das das Vorsehen einer antikorrodierenden, plattierten Resistschicht auf einem Isolationssubstrat und 
das anschlieBende Bilden einer leitenden Schicht auf dem exponierten Isolationssubstrat durch metallisches Plattieren 
oder dgl. umfaBt. Gegenwartig verwenden die Verfahren zur Herstellung von gedruckten Leitungsplatten ebenfalls all- 

20 gemeinen Photopolymere fur die Bildung einer Atz-Resistschicht oder plattierten Resistschicht. 

[0004] Bei dem Verfahren zur Bildung der Tintenaufnahmeschicht, Atz-Resistschicht oder plattierte Resistschicht 
(nachfolgend als "Bildschicht" bezeichnet) unter Verwendung von Diazo-Verbindungen oder Photopolymeren wird zu- 
nachst ein lichtempfindliches Material wie eine Diazo-Verbindung oder ein Photopolymer auf eine Basis wie ein Metall- 
blatt, Papier, Laminatblatt oder Isolationssubstrat geschichtet. Dann wird diese mit Licht bestrahlt, um eine chemische 

25 Anderung des hchtempfindlichen Materials zu verursachen, wodurch die Loslichkeit davon in einem Entwickler gean- 
dert wird. Die lichtempfindlichen Materialien werden in zwei Kategorien klassifiziert, in Abhangigkeit von der Art der 
chemischen Anderung, namlich einen Negativ-Typ, bei dem der mit Licht bestrahlte Anteil polymerisiert und gehartet 
wird und in dem Entwickler unloslich wird, und einen Positiv-iyp, bei dem die funktionelle Gruppe in dem mit Licht be- 
strahlten Anteil geandert wird, so daB sie in dem Entwickler eine Loslichkeit aufweist In beiden Fallen ist das lichtemp- 

30 findliche Material, das nach der Bearbeitung mit dem Entwickler auf der Basis verbleibt und in dem Entwickler unloslich 
ist, die Bildschicht. 

[0005] Wenn eine Bildschicht unter Verwendung der oben erwahnten lichtempfindlichen Materialien gebildet wird, ist 
das Belichtungs verfahren einer der wichtigen Faktoren, die die Auflosung bestimmen. Bisher wird hauptsachlich ein 
' Film fur die Belichtung hergestellt, und dann wird eine Kontaktbelichtung unter Verwendung von Ultraviolettiicht oder 

35 weiBem Licht durchgefuhrt. Mit der Entwicklung von Computern wird jedoch das Laser-Direktbildverfahren durchge- 
fuhrt, bei dem ein digitales Signal von einer Computerinformation zu einer Belichtungsaniage (Computer- auf-Platte) 
transmittiert und das hchtempfihdliche Material direkt unter Verwendung eines Lasers belichtet wird. Dieses Laser-Di- 
rektbildverfahren hat die Vorteile von geringen Kosten, hoher Geschwindigkeit und hoher Produktivitat bei der Herstel- 
lung von Produkten vieier Arten, aber in kleiner Menge. 

40 [0006] Zur Durchfuhrung des Laser-Direktbildgebungsverfahrens muB die optische Empfindlichkeit der Hchtempfind- 
lichen Materialien vcrstarkt werden. Weil cine photochcmischc Rcaktion stattfindct, wciscn die Azo-Vcrbindungcn und 
Photopolymere eine geringe optische Empfindlichkeit auf, namlich mehrere mJ/cm 2 bis mehrere hundert mJ/crn . Daher 
muB eine LaserausstoBvorrichtung einen hohen AusstoB haben, was Probleme verursacht, dass die Vorrichtung eine 
groBe GroBe aufweist und sich die Kosten erhohen. 

45 [0007] Weiterhin lauft die photochemische Reaktion von Diazo-Verbindungen oder Photopolymeren selbst bei Tages- 
. lichtbedingungen oder unter Sonnenlicht ab. Zusatzlich tritt eine Anderung der Reaktivitat selbst bei hohen Temperatu- 
ren auf. Wenn Sauerstoff vorhanden ist, reagiert dieser daruher hinaus als ein Inhibitor fur die Reaktion. Fur die obigen 
lichtempfindlichen Materialien muB daher eine Lagerung vor der Belichtung und Beschichtung auf einer Basis im Dunk- 
len oder unter Sicherheitslicht und bei einer geringen Sauerstoffkonzentration durchgefuhrt werden. 

50 [0008] JP-B-4-61789 und JP-A-9-171249 offenbaren Bildgebungsverfahren, bei denen die durch die Diazo-Verbin- 
dungen oder Photopolymere verursachten Mangel unter Verwendung von feinen Teilchen verbessert werden. JP-B-4- 
61789 offenbart ein Bildgebungsverfahren, das das Beschichten einer waBrigen, dispersen Beschichtungszusammenset- 
zung auf einen Trager, die ein Farbemittel und ein korniges Harz mit einer hydrophilen Oberflache und einem hydropho- 
ben inneren Anteil umfafit, Trocknen dieser Teilchenschicht unter Beibehaltung der Teilchenform unter Bildung eines 

55 Filmes, Erwarmen des Anteils der feinen Teilchenschicht, der einem Bild entspricht, unter Ermoglichung, daB der Anteil 
der Schicht die Teilchenform verliert, Fixieren des Anteils der Schicht auf dem Trager zusammen mit dem Farbemittel 
und Entfernen des Anteils, bei dem kein Bild gebildet ist, mit einer waBrigen Alkalilosung, umfaBt. 
[0009] JP-A-9-171249 offenbart ein Verfahren unter Erzeugung einer lithographischen Druckplatte, das das bildweise 
Belichten einer Bildgebungsschicht, umfassend- hydrophobe, therrnoplastische Polymerteilchen, die in einem hydrophi- 

60 len Bindemittel dispergiert sind, auf der hydrophilen Oberflache einer Basisplatte, anschlieBendes Entwickeln des Bildes 
unter Verwendung von frischem Wasser oder einer waBrigen Fliissigkeit und Erwarmen der Bildgebungsschicht mit dem 
Bild umfaBt. . 

[0010] GemaB dem Bildgebungsverfahren, das in JP-B-4-61789 beschrieben ist, erscheinl, weil ein korniges Harz mit 
einem hydrophilen Oberflachen anteil, der in einer waBrigen, alkalischen Losung loslich ist, und einem hydrophoben in- 
65 neren Anteil verwendet wird, manchmal der innere hydrophobe Anteil nicht vollstandig auf der Oberflache, selbst in dem 
Bereich, bei dem die Teilchenform der Teilchenschicht aufgrund des Erwarmens verloren gegangen ist, und dieser wird 
manchmal durch die alkalische, waBrige Losung abgeschalt und entfemt, oder manchmal werden feine Locher gebildet, 
und somit konnen Bilder mit hoher Zuveriassigkeit nicht erhalten werden. 
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[0011] GemaB dem Bildgebungsverfahren, das in JP-A-9-171429 beschrieben ist, werden die hydrophoben, thermo- 
plastiscben, feinen Polymerteilchen in dem hydrophilen Bindemittel durch Belichtung geschmolzen und in frischem 
Wasser oder einer waBrigen Flussigkeit unlbslich, und eine groBe Menge an hydrophoben, thermoplastischen, feinen Po- 
lymerteilchen muB enthalten sein, urn ein Unlbslichmachen zu erzielen. Wenn die Menge der hydrophoben, thermopla- 
stischen, feinen Polymerteilchen zu groB ist, vermindert sich die Menge des hydrophilen Bindemittels, wodurch eine un- 5 
vollslandige Entferhung der nicht notwendigen Bildgebungsschicht des Nichtbildbereiches verursachl wird. Wie bei dem 
Verfahren, das in JP-B-4-61789 beschrieben ist, werden dariiber hinaus feine Locher gebildet, wenn der Bildbereich 
nicht vollstandig mit einem hydrophoben Bereich bedeckt ist. Ein solches Problem kann insbesondere in einem festen 
Bcrcich (Bildantcil mit cincr groBcn Flachc) auftrctcn. 

[0012] Weiterhin ist bei dem Bildgebungsverfahren, das feine Teilchen verwendet, die Auflosung des Bildes durch das 10 
Schmelzen der feinen Teilchen bestimmt. In JP-A-9-171429 verschlechtert sich die Auflosung, weil ein hydrophiles Bin- 
demittel in der feinen Teilchenschicht enthalten ist, was von dem Fall verschieden ist, bei dem die Bildschicht nur mit ei- 
ner feinen Teilchenschicht gebildet wird. . 

[0013] Weiterhin ist in JP-B-4-61789 und JP-A-9-171429 die Beschichtungslosung, die fur die Bildung einer Bildge- 
hungsschicht verwendet wird, eine waBrige Dispersion, die unter Verwendung von Wasser als Medium hergestellt ist 15 
Um das Medium nach dem Beschichten zu verdampfen, muB der \brgang bei niedrigen Temperaturen durchgefuhrt wer- 
den, so daB die feine Teilchenschicht nicht schmilzt. Jedoch ist zum Entfemen von Wasser bei niedrigen Temperaturen 
eine sehr lange Zeit erforderlich. 

[0014] EP-A-773 113 beschreibt ein Verfahren zur Herstellung einer lithographischen Druckplatte, das die Schritte 

20 

(1) bildweise Belichtung eines Abbildungselements, umfassend (i) eine bildgebende Schicht, die hydrophobe ther- 
moplastische Polymerteilchen in einem hydrophilen Binder umfaBt, auf einer hydrophilen Oberflache einer litho- 
graphischen Basis, und (ii) eine Verbindung, die in der lage ist, Licht in Warme urnzuwandeln, die Verbindung liegt 
in der bildgebenden Schicht vor, oder in einer dazu benachbarten Schicht; 

(2) . Entwickeln des so erhaltenen bildweise belichteten Abbildungselements mit reinem Wasser oder einer wassri- 25 
gen Fliissigkeit, und 

(3) vollstandiges Erwarmen des so erhaltenen bebilderten Abbildungselements. 

[0015] SchlieBlich beschreibt US 4,788, 1 1 8 eine elektrophotographische Platte zur Herstellung einer Druckplatte, um- 
fassend einen leitfahigen Trager und eine lichtempfindliche Schicht, die eine photoleitfahige Substanz, einen alkalilosli- 30 
ches Harzbindemittel und ein feines organisches Polymerpulver mit einem Teilchendurchmesser von 10 um oder weni- 
ger umfaBt. Durch diese elektrophotographische Platte wird das Herauslosen des Nicht-Bildbereichs der Lichternpfind- 
lichen Schicht unterstiitzt, und es wird einemerhdhte Bestandigkeit beim Drucken erzielt. 

[0016] Das Ziel dieser Erfindung liegt darin, ein Bildgebungsmaterial und ein Bildgebungsverfahren anzugeben, wo- 
durch leicht und kostengunstig Bilder mit hoher Auflosung und Zuverlassigkeit durch die Technik zur Herstellung von li- 35 
thographischen Druckplatten oder gedruckten Leitungsplatten gebildet werden kann und fur das das Laser-Direktbild- 
verfahren anwendbar ist. Ein wei teres Ziel liegt darin, ein Verfahren zur Herstellung von lithographischen Druckplatten 
und eine dafur verwendete Anlage, ein Plattenherstellungsverfahren von der lithographischen Druckplatte und ein Ver- 
fahren zur Herstellung von gedruckten Leitungsplatten anzugeben, die das Bildgebungsmaterial und das Bildgebungs- 
verfahren anwenden. 40 
[0017] Als Ergcbnis von intcnsivcn Forschungcn, die zur Errcichung der obigen Ziclc durchgefuhrt wurden, haben die 
Erfinder die folgenden Erfindungen gemacht. 

(1) Bildgebungsmaterial, umfassend eine Basis, eine darauf aufgebrachte alkalildsliche Harzschicht, und eine auf 
der alkaliloslichen Harzschicht aufgebrachte Schicht, die warmschmelzbare, feine Teilchen umfaBt. 45 

(2) Bildgebungsmaterial nach Punkt (1), worin zumindest eine Schicht aus der alkaliloslichen Harzschicht und der 
warmschmelzbaren, feinen Teilchenschicht einen Licht absorber en thai t. 

(3) Bildgebungsmaterial nach Punkt (1) oder (2), worin die Basis ein Trager fiir eine Druckplatte oder ein Trager 
fur eine gedruckte Leiterplatte ist. 

(4) Verfahren zur Bildbildung, umfassend 50 

a) Erwarmen und Schmelzen des Bereichs der warmschmelzbaren, feinen Teilchenschicht, der dem Bildbe- 
reich eines Bildgebungsmaterials gemaB mindestens einem der obigen Punkte (1) bis (3) entspricht, wodurch 
dieser auf der Oberflache der Basis fixiert wird, und 

b) anschlieBendes Entfemen der Bereiche der feinen Teilchenschicht und der alkaliloslichen Harzschicht, die 
dem Nicht-Bildbereich entsprechen, mit einer Alkalildsung. 55 

(5) Verfahren nach Punkt (4), worin die alkalilosli che Harzschicht und/oder die warmschmelzbare, feine Teilchen- 
schicht durch ein Elektroniederschlagsverfahren gebildet wird. 

(6) Verfahren nach den obigen Punkten (4) oder (5), worin die warmschmelzbare, feine Teilchenschicht durch La- 
ser geschmolzen und fixiert wird. 

(7) Verfahren zur Herstellung eines Bildgebungsmaterials nach Punkt (3), worin die warmschmelzbare, feine Teil- 60 
chenschicht erhalten wird durch: 

a) Aufschichten einer Beschichtungslosung, die ein Dispersionsmedium und warmschmelzbare, feine Teil- 
chen umfaBt, auf eine lichtempfindliche Schicht einer lithographischen Druckplalte vor der bildweisen Belich- 
tung, und 

b) Verdampfen des Dispersionsmediums bei einer Temperatur, die geringer ist als der Erweichungspunkt der 65 
feinen Teilchen. 

(8) Verfahren nach Punkt (7), worin die Beschichtungslosung warmschmelzbare, feinen Teilchen mit einer elektri- 
schen Ladung in einem Dispersionsmedium mit hohem elektrischen Widerstand dispergiert umfaBt, und die feinen 
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Teilchen durch ein Hektroniederechlagsverfahren auf die lithographische Druckplatte aufgeschichtet werden. 

(9) Anlage zur Herstellung eines Bildgebungsmaterials nach dem Verfahren gemaB Punkl (8), die folgendes um- 
fafit: ~ " " ~ ~ . 

(a) eine Fuhrungsplatte (42), 
. 5 (b) eine der Fiihrungsplatte (42) gegeniiberliegend angeordnete Elektrode (41), 

(c) ein MHlei (411) zum Zufiihren der Beschichtungsldsung in den durch die Fuhrungsplatte (42) und die 
Elektrcxie (41) gebildeten Raum, 

(d) ein Mittel (413) zurn Anlegen einer Spannung von der Elektrode (41) an die lithographische Druckplatte, 
und 

10 (e) ein stromabwarts der Elektrode angeordnetes Mittel zum Abquetschen uberschussiger Beschichtungslo- 

sung. 

(10) Anlage nach Punkt (9), worin das Abquetschmittel (e) ein Paar Abquetschwalzen (45, 46) umfaBt, und femer 
(f) ein Mittel (48) zum Einbiasen eines Gases in den Raum, der durch die Abquetschwalzen (45, 46) und den End- 
bereich der iithographischen Druckplatte gebiidet wird, bereitgesteilt wird. 

15 (11) Anlage nach Punkt (9) oder (10), die stromabwarts der Abquetschwalzen (45, 46) (g) ein Mittel (420) zum 

Halten der Iithographischen Druckplatte durch Saugen auf deren Riickseite aufweist. 

(12) Anlage nach Anspruch (9) oder (10), die stromabwarts der Abquetschwalzen (45, 46) (h) ein Mittel (420) zur 
Beschleunigung der Verdampfung des Dispersionsmediums aufweist. 

(13) Verfahren zur Herstellung einer Iithographischen Druckplatte aus einem Bildgebungsmaterial nach Punkt (3), 
20 das folgende Schritte umfaBt: 

a) Erwarmen und Schrnelzen der feinen Teilchen in dem Bereich, der dem Bildbereich entspricht, wodurch 
dieser Bereich fixiert wird, und 

b) anschlieBendes Auflosen undEntfemen des Nicht-Bildbereiches. 

(14) Verfahren nach Punkt (13), worin die warmschmelzbare, feine Teilchenschicht einen Lichtabsorber enthalt. 
25 (15) Verfahren nach Punkt (14), worin der Lichtabsorber ein Absorptionsmaximurn im Wellenlangenbereich von 

600 nm und eine Absorption von 1/2 des Maximal wertes im Wellenlangenbereich von < 600 nm aufweist. 

(16) Verfahren nach einem der Punkte (13) bis (15), worin die Druckplatte vom Negativtyp ist, und deren Oberfla- 
che nach dem Entfernen des Nicht-Bildbereiches mit UV-Licht bestrahlt wird. 

(17) Verfahren nach einem der Punkte (13) bis (15), worin die Druckplatte vom Positivtyp ist, und deren Oberfla- 
30 che vor dem Bereitstellen der warmschmelzbaren, feinen Teilchenschicht mit UV-Licht bestrahlt wird. 

(18) Verfahren nach einem der Punkte (13) bis (17), worin die Druckplatte einer Brennbehandlung unterworfen 
wird, nachdem der Nicht-Bildbereich aufgelost und entfemt worden ist. 

(19) Verfahren zur Herstellung einer ge<lruckten Leiterplatte, das folgende Schritte umfaBt: 

a) Bohren von Durchgangslochern durch ein Laminatblatt, das ein Isplationssubstrat umfaBt, das auf minde- 
35 stens einer Seite mit einer leitenden Schicht versehen ist, 

b) Ausbildung einer galvanischen, leitenden Schicht auf der Oberflache des Laminatblattes und der inneren 
Oberfl ache der Durchgangslocher, 

c) Bereitstellen einer Atz-Resistschicht durch 

c-2) aufeinanderfolgende Ausbildung einer alkaliloslichen Harzschicht und einer warmschmelzbaren, fei- 
40 nen Teilchenschicht auf der galvanischen, leitenden Schicht, wodurch ein Bildgebungsmaterial erhalten 

wird, wic in Punkt (3) dcfinicrt, 

c-3) Schrnelzen und Fixieren des Teils der warmschmelzbaren, feinen Teilchenschicht, der dem Leitungs- 
bereich entspricht, und 

c-4) Entfernen des Bereichs der warmschmelzbaren, feinen Teilchenschicht und der alkaliloslichen Harz- 
45 schicht, die dem Nicht-Leitungsbereich entsprechen, und 

d) Entfernen der galvanischen leitenden Schicht und der leitenden Schicht in den Bereichen, die nicht mit der 
Atz-Resistschicht bedeckt sind, durch Atzen. 

(20) Verfahren nach Punkt (19), das ferner vor dem Schritt (c-2) folgenden Schritt umfaBt: 
c_ l) gegebenenfalls AuffUllen der Durchgangslocher mit einer AuffUUtime, 

50 (21) Verfahren nach Punkt (19) oder (20), das ferner nach dem Schritt (d) folgenden Schritt umfaBt: 

e) gegebenenfalls Entfernen der verbleibenden Atz-Resistschicht, 

(22) Verfahren nach mindestens einem der Punkte (1 9) bis (21), worin zumindest eine Schicht, ausgewahlt aus der 
alkaliloslichen Harzschicht und der warmschmelzbaren, feinen Teilchenschicht, einen Lichtabsorber enthalt. 

(23) Verfahren nach mindestens einem der Punkte (19) bis (22), worin die alkalilosliche Harzschicht und/oder die 
55 warmschmelzbare, feine Teilchenschicht durch Elektroniederschlagsverfahren gebiidet wird. 

(24) Verfahren nach mindestens einem der Punkte (19) bis (23), worin die warmschmelzbare, feine Teilchenschicht 
durch Laser geschmolzen und fixiert wird. 



Kurze Beschreibung der Zeichnungen 
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[0018] Fig. 2 zeigt schematisch ein Beispiel des erfindungsgemaBen Bildgebungsverfahrens. 

[0019] Fig. 4A, 4B und 4C zeigen schematisch ein Beispiel des erfindungsgemaBen Bildgebungsverfahrens. 

[0020] Fig. 5 zeigt schematisch ein Beispiel des erfindungsgemaBen Bildgebungsverfahrens. 

[0021] Fig. 6 zeigt schematisch ein Beispiel des erfindungsgemaBen Bildgebungsverfahrens. 

65 [0022] Fig. 7 zeigt schematisch ein Beispiel des erfindungsgemaBen Bildgebungsverfahrens. 

[0023] Fig. 8A, 8B, 8C und 8D zeigen schematisch das Verfahren zur Bildung der Atz-Resistschicht bei dem Verfahren 
zur Herstellung einer erfindungsgemaBen gedruckten Leitungsplatte. 

[0024] Fig. 9A, 9B, 9C und 9D zeigen schematisch das Verfahren zur Bildung der Atz-Resistschicht bei dem Verfahren 
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zur Herstellung einer erfindungsgemaBen gedmckten Leitungsplatte. 

[0025] Fig. 10 ist eine schematische Seitenschnittansicht eines Beispiels der Anlage zur Herstellung einer erfindungs- 
gemaBen lithographischen Druckplatte erfindungsgemaBen. 

[0026] Fig. 11 A, 11B, 11C, 11D, HEund HFzeigen schematisch das Verfahren zur Herstellung einer gedruckten Lei- 
tungsplatte mit Durchgangsldchern, hergestellt durch das Subtraktiv- Verfahren. 5 
[0027] In diesen Figuren bedeuten die Bezugszeichen die folgenden Teile. 

Bezugszeichenliste 

1 Warmeschmelzbare, feine Teilchenschicht 10 

2 Alkalilosliche Harzschicht 

3 Geschmolzene und fixierte Schicht 

4 Alkaliloslicher, trockener Film 

5 Auffiuiltinte 

10 Basis 15 

11 Lichtempfindliche Schicht J 
12Trager 

13 Lichtempfindliche, lithographische Druckplatte 

20 Laminatblatt 

21 Isolationssubstrat 20 

22 Leitende Schicht 

23 Durchgangsloch 

24 Galvanische Leitungsschicht 

25 25a, 25b Atzresistschicht 



Beste Art zur Durchfiihrung der Erfindung 
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[0028] Das Bildgebungsmaterial (1) umfaBt eine Basis, eine darauf aufgebrachte alkalilosliche Harzschicht, und eine 
auf der alkaliloslichen Harzschicht aufgebrachte Schicht, die warmschmelzbare, feine Teilchen umfaBt. Das Bildge- 
bungsverfahren (4) umfaBt 30 

a) das Erwarmen und Schmelzen des Bereichs der warmschmelzbaren, feinen Teilchenschicht, der dem Bildbe- 
reich eines Bildgebungsmaterials (1) entspricht, wodurch dieser auf der Oberflache der Basis fixiert wird, und 

b) das anschlieBende Entfernen der Bereiche der feinen Teilchenschicht und der alkaliloslichen Harzschicht, die 
dem Nicht-Bildbereich entsprechen, mit einer Alkalilosung. 35 

[0029] GemaB dem Bildgebungsverfahren (4) werden, wenn die warmeschmelzbare, feine Teilchenschicht bildweise 
erwarmt ist, die feinen Teilchen des Bildbereiches der warmeschmelzbaren, feine Teilchenschicht geschmolzen und bin- 
den aneinander, unter Bildung einer Rlmstruktur, und die Adhasion der Schicht zu der Basis wird deutlich verbessert. 
Daher tritt ein Unterschied der Adhasion zu der Oberflache der Basis in Abhangigkeit davon auf, ob das Erwarmen und 40 
die Fixicrung durchgefuhrt sind odcr nicht. Wcnn z. B. das crfindungsgcmaBc Bildgebungsmaterial mit cincm Tragcr fur 
eine Druckplatte als eine Basis, auf der ein Bild durch das Bildgebungsverfahren der Erfindung gebildet worden ist, auf 
eine lithographische Druckmaschine befestigt und mit dem Druck begonnen wird, empfangt der durch Warme geschmol- 
zene und fixierte Teil eine Tinte, wodurch er als Tmtenbereich dient, und der nicht erwarmte Teil wird unmittelbar abge- 
sctialt und entfernt, weil dieser Bereich der warmeschmelzbaren, feinen Teilchenschicht eine geringe Adhasion zu der 45 
Oberflache der Basis hat, und als Ergebnis wird die hydrophile Oberflache der Basis belichtet, wodurch sie als nicht-tin- 
tenaufnehmehder (wasseraufnehmender) Nicht-Bildbereich dient. Somit. wird ein lithographisches Drucken rnoglich. 
[0030] Mit dem Bildgebungsmaterial (1) und dem Bildgebungsverfahren (4) kann eine Bildschicht einfach durch bild- 
weises Erwarmen und Fixieren mit z. B. einem warmeempfindlichen Druckkopf oder durch Belichtung mit Laser ohne 
Verwendung eines fliissigen Entwicklers oder einer Anlage zur Verwendung des fliissigen Entwicklers hergestellt wer- 50 
den. 

[0031] Das Bildgebungsmaterial (1) hat eine alkalilosliche Harzschicht und eine warmeschmelzbare, feine Teilchen- 
schicht aufeinanderfolgend auf einer Basis. GemaB dem erfindungsgemaBen Bildgebungsverfahren (4) wird der Bereich 
der warmeschmelzbaren, feinen Teilchenschicht, der dem Bildbereich des Bildgebungsmaterials mit der obigen Struktur 
entspricht, geschmolzen und fixiert, wodurch ermdglicht wird, daB die Teilchen aneinander und an der alkaliloslichen 55 
Harzschicht haften, wodurch eine Rlmstruktur gebildet wird. Dann werden der Bereich der warmeschmelzbaren, feinen 
Teilchenschicht und der Bereich der alkaliloslichen Schicht, die dem Nicht-Bildbereich entsprechen und nicht geschmol- 
zen und fixiert sind, durch eine Alkali-Losung entfernt, unter Bildung eines Bildes auf der Basis. 

[0032] Bei dem Bildgebungsverfahren (4) werden, wenn die warmeschmelzbare, feine Teilchenschicht bildweise er- 
warmt wird, die feinen Teilchen der warmeschmelzbaren, feinen Teilchenschicht geschmolzen und haften aneinander, 60 
unter Bildung einer Rlmstruktur. Der Bildbereich zeigt eine Resistenz gegeniiber einer Alkali-Losung. Weil die warme- 
schmelzbaren, feinen Teilchen sparlich in dem Nicht-Bildbereich der warmeschmelzbaren, feinen Teilchenschicht, in 
dem die warmeschmelzbare, feine Teilchenschicht nicht geschmolzen und fixiert ist, vorhanden sind, penneiert die Al- . 
kali-Ldsung schnell durch den Nicht-Bildbereich, unter Auflosung der darunterliegenden alkaliloslichen Harzschicht, 
die zusammen mit den warmeschmelzbaren, feinen Teilchen entfernt werden kann. 65 
[0033] Die Bildgebungsmaterialien (1) sind sehr stabil gegeniiber Sauerstoff, Sonnenlicht und Raumlicht. Daher kon- 
nen sie unter Tageslichtbedingungen oder in Sauerstoff gelagert werden: Weiterhin kann das Bildgebungsverfahren (4) 
ebenfalls unter Tageslichtbedingungen durchgefuhrt werden. 
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[0034] Bei dem Bildgebungsyerfahren (4) kann der Bereich der warmeschmelzbaren, feinen Teilchenschicht, der dem 
Bildbereich entspricht, durch Laserbelichtung geschmolzen und fixiert werden, und ein Bild mit einer deutlich hohen 
Auflosung kann erhalten werden. Daher kann das Laserdirektbildverfahren, das fur Computer-auf-Platte rnoglich ist, 
durchgefuhrt werden, und somit kann eine hohe Produktivitat erzielt werden. 
5 [0035] Um das Laserdirektbildverfahren vorteilhafter durchzufuhren, ist ein Lichtabsorber in zumindest einer aus der 
alkaliloslichen Harzschicht und der warmeschmelzbaren, feinen Teilchenschicht in dem BiidgebungsrnaLerial (2) enlhal- 
ten, wodurch die Hnergie zum Schmelzen und Fixieren wie Warme oder Licht effizient absorbiert werden kann. Wenn 
z. B. das Schmelzen und Fixieren durch Laser durchgefuhrt werden, kann demgemaB ein Laser mit geringem AusstoB 
vcrwcndct werden und somit konnen die Kostcn fur die Anlage und die Kostcn fiir den Bctricb crnicdrigt werden. 
10 [0036] Das Bildgebungsmaterial (1) und das Bildgebungsverfahren (4) konnen auf dem Gebiet zum Druckeh und Her- 
stellen von gedruckten Leitungsplatten verwendet werden. 

[0037] Bei dem Verfahren (1 3) zur Erzeugung einer lithographischen Druckplatte wird der Bereich der warmeschmelz- 
baren, feinen Teilchenschicht, der dem Bildbereich entspricht und auf der Oberfl ache einer hchtempfindlichen, lithogra- 
phischen Druckplatte vorgesehen ist, vor der bildweisen Belichtung geschmolzen und fixiert, wodurch ermdglicht wird, 

15 daB die Teilchen aneinander und an der alkaliloslichen Harzschicht. haften, wodurch eine Filmstruktur gebildet wird. 
Dann wird der Bereich der warmeschmelzbaren, feinen Teilchenschicht, der nicht geschmolzen und nicht fixiert ist, und 
der Bereich der darunterliegenden lichtempfindlichen Schicht der hchtempfindlichen, lithographischen Druckplatte, der 
dem Nicht-Bildbereich entspricht, aufgeldst und entfernt, wodurch ein Bild auf der Basis gebildet wird. 
[0038] Wenn eine warmeschrnelzbare, feine Teilchenschicht, die einen Lichtabsorber enthalt, auf einer kommerziell 

20 erhaitlichen, lichtempfindlichen, lithographischen Druckplatte (PS -Platte) zum Erzeugen einer lithographischen Druck- 
platte vorgesehen ist, kann diese warmeschrnelzbare, feinen Teilchenschicht durch einen Laser bei dem Verfahren (13) 
geschmolzen und fixiert werden, und es kann ein Bild mit sehr hoher Auflosung erhalten werden. Daher kann selbst die 
Verwendung einer ublichen PS -Platte, bei der die Plattenherstellung ohne Lasers trahlen durchgefuhrt ist, fur Computer- 
auf-Platte angewandt werden. 

25 [0039] Bei dem Verfahren (1 3) konnen die warmeschmelzbaren, feinen Teilchen als eine Schicht auf der Oberflache 
der lichtempfindlichen, lithographischen Druckplatte durch Verdampfen des Dispersionsmediums in einer Atmosphare 
bei einer Temperatur, die niedriger ist als der Erweichungspunkt der warmeschmelzbaren, feinen Teilchen, ohne Schmel- 
zen und Fixieren der feinen Teilchen fixiert werden. Somit wird verhindert, daB der Nicht-Bildbereich schmilzt und fi- 
xiert wird, wodurch ein Schleier verursacht wird. 

30 [0040] Bei dem Verfahren (13) kann die die Beschichtungslosung warmeschrnelzbare, feinen Teilchen mit einer elek- 
trischen Ladung umfassen die in einem Dispersionsmedium mit hohem elektrischen Widerstand dispergiert sind, und die 
warmeschmelzbaren, feinen Teilchen werden durch Elektroniederscblag auf der lichtempfindlichen, lithographischen 
Druckplatte vor der Durchfuhrung der bildweisen Belichtung beschichtet, wodurch die warmeschmelzbaren, feinen Teil- 
chen in der Beschichtungslosung selektiv an der Plattenoberflache anhaften konnen, und somit kann die warmeschmelz- 

35 bare, feine Teilchenschicht effizienter gebildet werden. 

[0041] GemaB der Anlage (9) zur Herstellung eines Bildgebungsmaterials nach dem Verfahren (8) kann die warme- 
schrnelzbare, feine Teilchenschicht effizient und gleichmaBig als eine Schicht auf der Oberflache der lithographischen 
Druckplatte fixiert werden. Weiterhin kann als Mittel zum Abquetschen einer uberschiissigen Beschichtungslosung z. B. 
ein Paar von Walzen, ein Luftmesser zum Blasen von Luft auf die gesamte Oberflache der Breite der lithographischen 

40 Druckplatte und eine Koronaentladung erwahnt werden, und unter diesen ist das Abquetschen durch ein Paar von Walzen 
mit einer Gurnmi oberflache bevorzugt, wcil das Abquetschen effizient und stabil iibcr cine langc Zcitpcriodc durchge- 
fuhrt werden kann. Mehr bevorzugt ist ein Paar von Walzen mit einer Oberflache, umfassend einen Nitril-Butadien- 
Gummi (NBR) mit einer Shore Harte von 20 bis 70°. 

[0042] In der Anlage (10), die ein Paar von Abquetschwalzen als Mittel zum Abquetschen von iiberschussiger Be- 
45 schichtungslosung und ein Mittel zum Blasen eines Gases auf einen Raurn aufweist, der durch das Paar von Abquetsch- 
walzen und den Endbereich der lichtempfindlichen, lithographischen Druckplatte gebildet ist, kann ein Auslaufen der 
Beschichtungslosung von dern Raum inhibiert. werden, die Menge des Dispersionsmediums vermindert sich, das auf der 
Plattenoberflache verbleibt, und die Zeit wird verkiirzt, die zum Verdampfen erforderiich ist. 

[0043] In der Anlage (1 1), die stromab warts des Paares von Abquetschwalzen ein Mittel zum Tragen der lichtempfind- 
50 lichen, lithographischen Druckplatte zum nachsten Schritt unter Ansaugen der Ruckseite davon aufweist, kann die licht- 
empfindliche, lithographische Druckplatte zu dem nachsten Schritt getragen werden, ohne daB sie die gebildete, warme- 
schrnelzbare, feine Teilchenschicht kontakuert. Daher kann ein Bruch der warmeschmelzbaren, feinen Teilchenschicht 
inhibiert werden, der durch den Tragevorgang verursacht wird. 

[0044] In der Anlage (12), die stromab warts des Paars vori Abquetschwalzen ein Mittel zur Beschleunigung der \fer- 
55 dampfung des Dispersionsmediums aufweist, kann das Dispersionsmedium kontinuierlich mit der Bildung der warme- 
schmelzbaren, feinen Teilchenschicht verdampft werden. Somit kann die Zeit verkiirzt werden, die zur Herstellung der li- 
thographischen Druckplatten erforderiich ist 

[0045] Das Plattenherstellungs verfahren (16) ist dadurch gekennzeichnet, daB die lichtempfindliche, lithographische 
Druckplatte vom Negauv-Typ ist. Bei der Verwendung einer lichtempfindlichen, lithographischen Druckplatte vom Ne- 
60 gativ-Typ wird die Plattenoberflache nach der Entfemung des Nicht-Bildbereiches mit Ultraviolettlicht bestrahlt, wo- 
durch der Bildbereich polymerisiert und gehartet wird, wodurch er hart wird, und wodurch die Druckdauerhaf tigkeit wei- 
ter verbessert werden kann. 

[0046] Bei dem Plattenherstellungs verfahren (15), bei dem der Lichtabsorber, der in der wanneschinelzbaren, feinen 
Teilchenschicht enthalten ist, ein Absorptionsmaximum in dem nahen Infrarotbereich (600-1200 nm) und eine Absorp- 
65 tion von 1/2 des Maximalwertes bei der Wellenlange von weniger als 600 nm aufweist, kann der Bildbereich effizienter 
Ultraviolettlicht absorbieren, insbesondere wenn die lichtempfindliche, lithographische Druckplatte vom Negauv-Typ 
ist. 

[0047] Das Plattenherstellungsverfahren (17) ist dadurch gekennzeichnet, daB die lichtempfindliche, lithographische 
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Druckplatte vomPositiv-Typ ist. Bei der Verwendung der lichtempfindlichen, lithographischen Druckplatte vom Positiv- 
Typ wird die Oberflache der Platte mit Ultraviolettlicht bestrahlt, bevor die warmeschmelzbare, feine Teilchenschicht 
vorgesehen wird, wodurch die Loslichkeit verbessert wird und der Nicht-Bildbereich leicht aufgelost und nach Schmel- 
zen und Fixieren der warmeschmelzbaren, feinen Teilchenschicht entfernt werden kann. 

[0048] Das Plattenherstellungsverfahren (18) ist dadurch gekennzeichnet, daB eine Brennbehandlung durchgefuhrt 5 
wird, nachdem der Nicht-Bildbereich der licblempfindlichen, lithographischen DruckplalLe aufgelost und entfernt wird. 
Die Brennbehandlung fuhrt zu einer Vernetzung des Bindemittelharzes des Bildbereiches der lichtempfindlichen, litho- 
graphischen Druckplatte, unter Bildung eines starkeren Filmes und weiteren Verbesserung der Druckleistungen wie 
Druckdaucrh aftigkciL 

[0049] Bei dem Verfahren (19) zur Herstellung von gedruckten Leitungsplatten sind sowohl die warmeschmelzbare, 10 
feine Teilchenschicht als auch die alkalilosliche Harzschicht, die zur Bildung der Atz-Resistschicht verwendet werden, 
sehr stabil gegeniiber SauerstofF, Sonnenlicht oder Raumlicht. Daher konnen sie unter Tageslichtbedingungen oder in der 
Gegenwart von SauerstofF gelagert werden. Dariiber hinaus kann der Bildgebungsschritt unter Tageslichtbedingungen 
durchgefuhrt werden. Der alkalilosliche, trockene Film und die warmeschmelzbare, feine Teilchenschicht haben eben- 
falls die gleichen Hi genschaften. 15 
[0050] Bei dem Verfahren (22) umfafit die warmeschmelzbare, feine Teilchenschicht oder die alkalilosliche Harz- 
schicht einen Lichtabsorber. Daher wird es moglich, Energie wie Warme, Licht oder dgl. zum Schmelzen und Fixieren 
des Bereiches der warmeschmelzbaren, feinen Teilchenschicht, der dem Leitungsbereich entspricht, effizient zu absor- 
bieren. DemgemaB konnen die Kosten fur die Anlagen zum Zufuhren der Energie und die Kosten fur Betrieb vermindert 
werden. 20 
[0051] Bei dem Verfahren (24) kann eine Atz-Resistschicht mit einer sehr hohen Auflosung durch Schmelzen und Fi- 
xieren des Bereiches der warmeschmelzbaren, feinen Teilchenschicht, der dem Leitungsbereich entspricht, durch einen 
Laser erhalten werden. Weiterhin kann eine hohe Produktivitat durch Durchfuhren des Laser-Direktbildverfahrens, das 
fur Computer- auf-Platte geeignet ist, erhalten werden. 

[00521 Bei dem Bildgebungs verfahren (5) und dem Verfahren (23) zur Herstellung von gedruckten Leitungsplatten 25 
wird ein Elektroniederschlagsverfahren als Mittel zur Bildung der alkaliloslichen Harzschicht angewandt. Das Elektro- 
niederschlagsverfahren wird als Verfahren zum Beschichten eines Photopolymers bei der Herstellung von einigen ge- 
druckten Leitungsplatten ebenso wie zum Beschichten von Automobilkdrpern angewandt. Das Elektroniederschlagsver- 
fahren ist beziiglich der Nachwirkung auf die zu beschichtende Basis ausgezeichnet und kann die alkalilosliche Harz- 
schicht mit einer gieichmafiigen Dicke unabhangig von der Form der zu beschichtenden Basis biiden. Weiterhin treten 30 
Mangel wie feine Locher schwer auf. Bei dem Verfahren (23) wird manchmal eine chemische Bindung zwischen der gal- 
vanisierten leitenden Schicht und der alkaliloslichen Harzschicht, insbesondere entsprechend den Arten der Schichten 
gebildet, und somit kann eine alkalilosliche Harzschicht mit einer deutlich verbesserten Adhasion erhalten werden. 
[0053] Bei dem Bildgebungsverfahren (5), dem Verfahren (8) zur Herstellung von lithographischen Druckplatten und 
dem Verfahren (23) zur Herstellung von gedruckten Leitungsplatten wird die warmeschmelzbare, feine Teilchenschicht 35 
durch Elektroniederschlagsverfahren gebildet, und ein gleichmafiiger, dunner Film mit weniger Mangeln kann wie in 
dem obigen Fall erhalten werden. 

[0054] Die Ausfuhrungsbeispiele dieser Erfindung werden unter Bezugnahme auf die begleitenden Zeichnungen erlau- 
tert. 

[0055] Fig. 2 ist eine schematische Ansicht, die ein Beispiel des Bildgebungsmaterials (1) zeigt. Das Bildgebungsma- 40 
tcrial (1) hat cine Struktur, die cine Basis 10 und cine alkalilosliche Harzschicht 2 und cine warmeschmelzbare, fcinc 
Teilchenschicht 1 umfaBt, die aufeinanderfolgend auf der Basis vorgesehen sind. 

[0056] Fig. 4 ist eine schematische Ansicht, die ein Beispiel des Bildgebungs verfahrens (4) zeigt Zunachst wird der 
Bereich der warmeschmelzbaren, feinen Teilchenschicht 1, der dem Bildbereich in dem Bildgebungsrnaterial entspricht, 
der die alkalilosliche Harzschicht 2 und die warmeschmelzbare, feine Teilchenschicht 1 aufeinanderfolgend auf der Ba- 45 
sis 10 (Fig. 4A) aufweist, geschmolzen und fixiert, unter Bildung einer geschmolzenen und fixierten Schicht 3 (Fig. 4B). 
Dann werden die Bereiche der warmeschmelzbaren, feinen Teilchenschicht V'und der alkaliloslichen Harzschicht 2, die 
dem Nicht-Bildbereich entsprechen, durch eine Alkali-Losung entfernt (Fig. 4C). Der Nicht-Bildbereich der warme- 
schmelzbaren, feinen Teilchenschicht 1, der nicht geschmolzen und fixiert ist, liegt in einem sehr sparlicheh Zustand vor 
und in diesen kann eine Alkali-Losung leicht eindringen, und der Bereich kann zusammen mit der darunterliegenden al- 50 
kaliloslichen Harzschicht 2 entfernt werden. Die geschmolzene und fixierte Schicht 3 und die alkalilosliche Harzschicht 
2, die auf der Basis 10 verbleiben, ergeben ein Bild (Fig. 4). 

[0057] In der Basis 10, die auf der Oberflache die geschmolzene und fixierte Schicht 3, die dem Bildbereich entspricht, 
und die warmeschmelzbare; feine Teilchenschicht 1, die dem Nicht-Bildbereich entspricht, aufweist, die durch das Bild- 
gebungsverfahren (4) dieser Erfindung erhalten werden, ist die warmeschmelzbare, feine Teilchenschicht 1 in dem ge- 55 
ringeren Zustand im Vergleich der geschmolzenen und fixierten Schicht 3 und hat dariiber hinaus eine schlechtere Adha- 
sion zu der Basis 10. Wenn ein Trager fur eine Druckplatte als Basis 10 verwendet wird und das Drucken unter Verwen- 
dung der Druckplatte durchgefuhrt wird, wird daher die warmeschmelzbare, feinen Teilchenschicht 1, die eine schlech- 
tere Adhasion aufweist, bei der Anfangsstufe des Druckens entfernt und die Oberflache der Basis 10 ist exponiert (Fig. 
4C). Somit wird die geschmolzene und fixierte Schicht 3, die eine oleophile Tintenaufnahmeschicht ist, auf der Basis mit 60 
einer hydrophilen Oberflache gebildet, und der Druck wird moglich. 

[0058] Die Fig. 5 bis 7 zeigen schematisch ein Beispiel des Plattenherstellungsverfahrens (13). Zunachst wird eine 
warmeschmelzbare, feine Teilchenschicht 1 auf einer lichtempfindlichen Schicht U einer lichteiiipfindlichen, lithogra- 
phischen Druckplatte (PS-Platte) 13 vorgesehen (Fig. 5). Dann wird der Bereich der warmeschmelzbaren, feinen Teil- 
chenschicht, der dem Bildbereich entspricht, durch Warme geschmolzen und fixiert, unter Bildung einer geschmolzenen 65 
und fixierten Schicht 3 (Fig. 6). AnschlieBend wird die lichtempfindliche Schicht 11 der lichtempfindlichen, lithographi- 
schen Druckplatte mit einer Behandlungslosung entfernt, die in der Lage ist, die Schicht zusammen mil dem Nicht-Bild- 
bereich der warmeschmelzbaren, feinen Teilchenschicht 1 aufzulosen und zu entfernen (Fig. 7). Die warmeschmelzbare, 
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feine Teilchenschicht 1 des Nicht-Bildbereiches, der nicht geschmolzen und fixiert ist, liegt in einem sehr sparlichen 
(nicht dichten) Zustand vor, und die Behandlungslosung kann leicht in die Schicht eindringen, und somit kann die 
Schicht zusammen mit der darunterliegenden Hchtempfindlichen Schicht 11 der hchtempfindlichen, lithographischen 
Druckplatte entfernt werden. Die geschmolzene und fixierte Schicht 3 und die hchtempfindliche Schicht 11, die auf dem 
5 Trager 12 verbleiben, machen ein Bild aus (Fig. 7). 

[0059] Fig. 11 ist eine schematische Ansicht, die ein allgemeines Verfahren zur Erzeugung einer gedruckten Leitungs- 
platte mit Durchgangslochern durch das Subtraktivverfahren erlautert. Bei der Herstellung einer gedruckten Leitungs- 
platte mit Durchgangslochern wird zunachst ein Durchgangsloch 23 durch das Larninatblatt 20 gebohrt (Fig. 11B), um- 
fasscnd cin isolicrcndcs Substrat 21, das mit cincr Icitcndcn Schicht auf zumindcst cincr Scitc dcs Substrates versehen ist 

10 (Fig. 11 A), und danach wird eine galvanisch leitende Schicht 24 auf der Oberflache des Laminatblattes 20 einschlieBlich 
der Innenoberflache des Durchgangsioches 22 gebildet (Fig. HQ. Dann wird eine Atz-Resistschicht 25, die dem Lei- 
tungsbereich entspricht, vorgesehen (Fig. 11D), die galvanische, leitende Schicht 24 und die leitende Schicht 22, die 
.nicht mit der Atz-Resistschicht 25 bedeckt sind, werden durch Atzen entfernt (Fig. HE), und gegebenenfalls wird die 
verbieibende Atz-Resistschicht 25 entfernt (Fig. 11F), wodurch eine gedruckte Leitungsplatte erzeugt wird, umfassend 

15 ein isolierendes Substrat, auf dem eine T .eitung mit einer leitenden Schicht. und einer galvanisch leitenden Schicht gebil- 
det ist. 

[0060] Fig. 8 ist eine schematische Ansicht, die ein Verfahren zur Bildung einer Atz-Resistschicht bei dem Verfahren 
(19) bis (21) zur Erzeugung einer gedruckten Leitungsplatte erlautert. Ein Durchgangsloch 23 des Laminatblattes wird, 
nachdem dieses mit einer galvanisch leitenden Schicht 24 versehen ist (Fig. 11C), mit einer AuffUlltinte 5 (Fig. 8A) ver- 

20 sehen, und danach werden eine alkalilosliche Harzschicht2 und eine warmeschmelzbare, feine Teilchenschicht 1 aufein- 
anderfolgend auf der galvanisch leitenden Schicht 24 gebildet (Fig. 8B). Dann wird der Anteil der warmeschmelzbaren, 
feinen Teilchenschicht 1, der dem Leitungsanteil entspricht, geschmolzen und fixiert, unter Bildung der geschmolzenen 
und fixierten Schicht 3 (Fig. 8Q. AnschlieBend werden die warmeschmelzbare, feine Teilchenschicht 1 und die alkali- 
losliche Harzschicht 2, die dem Nicht-Leitungsbereich entspricht, mit einer Alkali-Losung entfernt (Fig. 8D). Die war- 

25 meschmelzbare, feine Teilchenschicht 1, die nicht geschmolzen und fixiert ist, ist nur in sehr geringem AusmaB vorhan- 
den, und die Alkali : Losung kann leicht in die Schicht eindringen, und die Schicht kann zusammen mit der darunterlie- 
genden, alkaliloslichen Harzschicht 2 entfernt werden. Die verbieibende geschmolzene und fixierte Schicht 3, die alka- 
lilosliche Harzschicht 2 und die Auffulltinte 5 machen die Atz-Resistschicht 25a aus. 

[0061] Fig. 9 ist eine schematische Ansicht, die ein weieteres Verfahren zur Bildung einer Atz-Resistschicht bei dem 
30 Verfahren (19) bis (21) erlautert Auf dem Larninatblatt wird, nachdem dieses mit einer galvanisch leitenden Schicht 24 
versehen ist (Fig. 11C), ein alkaliloslicher trockener Film 4 laminiert (Fig. 9A). Dann wird die warmeschmelzbare, feine 
Teilchenschicht 1 auf diesen alkaliloslichen, trockenen Film 4 gebildet (Fig. 9B). Dann wird der Anteil der warme- 
schmelzbaren, feinen Teilchenschicht 1, der dem Leitungsbereich entspricht, geschmolzen und fixiert, unter Bildung ei- 
ner geschmolzenen und fixierten Schicht 3 (Fig. 9C). AnschlieBend werden die warmeschmelzbare, feine Teilchen- 
35 schicht 1 und der alkalilosliche, trockene Film 4, der dem Nicht-Leitungsbereich entspricht, mit einer Alkali-Losung ent- 
fernt (Fig. 9D). Die verbieibende geschmolzene und fixierte Schicht 3 und der alkalilosliche trockene Film 4 machen die 
Atz-Resistschicht 25b aus. 

[0062] Die warmeschmelzbare, feine Teilchenschicht in dem erfindungsgemaBen Bildgebungsmaterial und den weite- 
ren wieteren erfindungsgemaJten Ausgestaltungen umfaBt warmeschmelzbare, feine Teilchen, die in der Form von feinen 

40 Teilchen bei Raumtemperatur vorliegen und eine Eigenschaft aufweisen, daB sie zu einer dichten Filmstruktur beim 
Schmclzcn und Fixicrcn umgcwandclt werden. Als Bcispiclc der Matcrialicn, die die warmeschmelzbaren, feinen Teil- 
chen ausmachen, konnen (Meth)acrylharz, Vinylacetatharz, Polyethylenharz, Polypropylenharz, Polybutadienharz, Vi- 
nylchloridharz, Vinylacetalharz, Vinylidenchloridharz, Styrolharz, Polyesterharz, Polyamidharz, Phenolharz, Xylolharz, 
Alkydharz, Gelatine, Cellulose und Wachs erwahnt werden. 

45 [0063] Die warmeschmelzbare, feine Teilchenschicht kann durch Dispergieren von zumindest warmeschmelzbaren, 
feinen Teilchen in einem geeigneten Dispersionsmedium und Beschichten der Dispersion durch Beschichtungsverfahren 
wie Tauch verfahren, Spinnbeschichtungsverfahren, Stangenbeschichtungsverfahren, Radheschichtungsverfahren, Wal- 
zenbeschichtungsverfahren, Spruhbeschichtungsverfahren, Vorhangbeschichtungs verfahren, Luftmesser-Streichbe- 
schichtungsverfahren, Rakelstreichbeschichtungsverfahren und Elektroniederschlags verfahren gebildet werden. Unter 

50 diesen kann das Elektroniederschlagsverfahren am vorteilhaftesten angewandt werden, weil das Verfahren ausgezeichnet 
ist beziiglich derFogeigenschaft, eine gute Adhasion zu der Basis, alkaliloslichen Harzschicht, lichtempfindlichen, litho- 
graphischen Druckplatte und dem alkali 16s lie hem trockenen Film ergibt, wenige Mangel wie kleine Locher verursacht 
und einen diinnen Film ergeben kann, an dem die warmeschmelzbaren, feinen Teilchen gleichmaBig hafteri. Zusatzlich 
kann gemaB diesem Verfahren die warmeschmelzbare, feine Teilchenschicht effizient gebildet werden, selbst wenn die 

55 Kpnzentration der Dispersion der warmeschmelzbaren, feinen Teilchen gering ist. 

[0064] Die Dispersionsmedien, die erfindungsgemaB verwendet werden, konnen solche sein, die flussig sind und die 
warmeschmelzbaren, feinen Teilchen nicht auflosen, und sie umfassen, z. B. Wasser, geradkettige, verzweigtkettige oder 
cyclische Kohlenwasserstoffe oder diese Kohlenwasserstoffe, die mit Halogenen substituiert sind, und Siliconol. Bei An- 
wendung des Elektroniederschlagsverfahrens sind solche mit einem hohen elektrischen Widerstand bevorzugt, und mehr 

60 bevorzugt sind solche mit einer geringen di elektrischen Konstante. Dispersionsmedien, die bei Elektroniederschlagsver- 
fahren verwendbar sind, sind z. B. aliphatische KohienwasserstofTe. Fur die schnelle Entfernung der Dispersionsmedien 
nach der Bildung der warmeschmelzbaren, feinen Teilchenschicht ist es weiter bevorzugt, aliphatische Kohlenwasser- 
stoffe mit niedrigem Schnitt zu verwenden. Als kommerziell erhaltliche Dispersionsmedien konnen Sol 71®, Isoper G®, 
Isoper H® und Isoper F® und IP Solvent IP- 1620® erwahnt werden. Angesichts der Sicherheit und der Umgebung konnen 

65 dariiber hinaus ebenfalls Petrol-Losungsmittel vom KohlenwasserstofT-iyp mit einem geringen Dampfdruck oder Koh- 
lenwasserstoffe mit einem erhohten Molekulargewicht verwendet werden. 

[0065] Wenn die warmeschmelzbare, feinen Teilchenschicht durch ein Elektroniederschlagsverfahren gebildet wird, 
ist ein Ladungssteuerungsrnittel in der Dispersion fur die warmeschmelzbare, feine Teilchenschicht enthalten, um der 
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warmeschmelzbaren, feinen Teilchenschicht eine Lacking zu geben. Als Beispiele des Ladungssteuermittels konnen me- 
. tallische Salze von Fettsauren wie Naphthensaure, Octensaure und Oleinsaure, metalliscbe Salze von Sulfosuccinate- 
stern, oUosliche, metallische Salze von Sulfonsauren, metallische Salze von Phosphatestern, metallische Salze von aro- 
matischenen Carbonsauren oder Sulfonsauren, ionische oder nicht-ionische, oberflachenaktive Mittel, polymere oberfla- 
chenaktive Mittel, quaternare Ammoniums alze, organische Borate, oleophile oder hydrophile Block- oder Pfropf-Poly- 5 
mere und Lecithin erwahnl werden. 

[0066 J Wenn die warmeschmelzbare, feine Teilchenschicht durch ein Elektroniederschlagsverfahren gebildet ist, kon- 
nen kommerziell erhaltliche Toner fur elektropbotographische, lithographische Druckplatten (NaBentwickler) verwendet 
wcrdcn. Die Toner konnen angemcssen verwendet werden, wcil die oben crwahntc warmeschmelzbare, fcinc Teilchen- 
schicht, die Dispersionsmedien, Ladungssteuermittel, Dispergiennittel und Dispersionsstabilisatoren zuvor hergestellt 10 
sind. ~ 

[0067] Die warmeschmelzbaren, feinen Teilchen konnen in den Dispersionsmedien unter Nferwendung von mechani- 
schen oder Ultraschall-Dispersions- und Ruhrmaschinen wie Riihrer, Kugelmiihle und Homogehisator dispergiert wer- 
den. In diesem Fail konnen oberflachenaktive Mittel, Dispersionsstabilisatoren wie Harze, die in dem Dispersionsrne- 
dium loslich sind, und Dispergierrnittel verwendet. werden. Wenn ein Harz, das im Dispersionsmittel loslich ist, als Dis- 15 
pergiermittel (Stabilisator) verwendet wird, ist das Harz, das im Dispersionsmedium loslich ist, in der warmeschmelzba- 
ren, feinen Teilchenschicht enthalten. Wenn der Gehalt des Harzes, das im Dispersionsmedium loslich ist, hoch ist, kann 
das Harz als Bindemittel wirken, unter Zerstorung der Bildauflosuhg. Daher ist es bevorzugt, daB das Harz, das im Di- 
spersionsmedium loslich ist, in einer Menge von 0,1 bis 30 Gew.-% der warmeschmelzbaren, feinen Teilchen enthalten 
ist. Weiterhin sind in dem Bildgebungsverfahren (4), Plattenherstellungsverfahren (13) und dem Verfahren. (19) zur Er- 20 
zeugung von gedruckten Leitungsplatten, die einen Schritt der Entfemung des Nicht-Bildbereiches mil einer Alkali-Ld- 
sung umf assen, urn die Alkali-Res istenz der warmeschmelzbaren, feinen Teilchenschicht nicht zu erniedrigen, die Harze, 
die im Dispersionsmedium loslich sind, bevorzugt alkaliresi stent, mehr bevorzugt hydrophob. 

[0068] Erfindungsgemafl wird die warmeschmelzbare, feine Teilchenschicht durch das oben erwahnte Beschichtungs- 
verfahren gebildet und danach bei einer atmospharischen Temperatur in dem Bereich von weniger als dem Erweichungs- 25 
punkt der warmeschmelzbaren, feinen Teilchenschicht getrocknet, um das Dispersionsmedium zu verdampfen. Der Er- 
weichungspunkt der warmeschmelzbaren, feinen Teilchen ist eine Temperatur, bei der die Teilchen bei der Erwarmung 
einen Film bilden, und dies kann durch ein einfaches Experiment erhalten werden, das das Lufttrocknen einer Dispersion 
der warmeschmelzbaren, feinen Teilchen, graduelles Erwarmen der Dispersion und das Erhalten einer Temperatur um- 
faBt, bei der die warmeschmelzbaren, feinen Teilchen geschmolzen werden, unter Bildung eines Filmes. 30 
[0069] Die alkalildslichen Harze, die fur die alkalilosliche Harzschicht in dem Bildgebungsmaterial (1), Bildgebungs- 
verfahren (4) und Verfahren (19) verwendbar sind, umf assen als zumindest eine Monorner-Komponente ein Monomer 
mit einer anionischen Gruppe wie eine Carbonsaure-Gruppe, Carboxyamid-Gruppe, Sulfonsaure-Gruppe, Sulfonamid- 
Gruppe, Sulfonimid-Gruppe oder Phosphonsaure-Gruppe, um die Alkaliloslichkeit zu realisieren. Zusatzlich konnen 
verschiedene Monomere copolymerisiert werden, um die Alkaliloslichkeit, Films tarke, Warmeschmelztemperatur und 35 
anderes zu steuem. Weiterhin konnen die alkalildslichen Harze in Mischung von zwei oder mehreren verwendet werden. 
[0070] Die alkalilosliche Harzschicht in dem Bildgebungsmaterial (1), Bildgebungsverfahren (4) und \ferfahren (19) 
kann durch Dispergieren oder Auflosen von zumindest dem alkalildslichen Harz in einem geeigneten Medium und Be- 
schichten der Dispersion oder Losung durch Beschichtungsverfahren wie Tauchverfahren, Spinnbeschichtungsverfah- 
ren, Stangenbeschichtungsverfahren, Walzenbeschichtungsverfahren, Spruhbeschichtungsverfahren, Vorhangbeschich- 40 
tungsverfahren, Luftmcsscrstrcichvcrfahrcn, Rakclvcrfahrcn und Elektroniederschlagsverfahren gebildet wcrdcn. Unter 
diesen kann das Elektroniederschlagsverfahren vorteilhaft angewandt werden, weil es einen guten, dunnen Film ergibt, 
der eine ausgezeichnete Folgeeigenschaft und Adhasion an ein Substrat aufweist und wenige Mangel wie feine Locher - 
hat 

[0071] Die Hauptkomponente des alkaliloslichen, trockenen Films, der bei dem Verfahren (19) verwendet wird, ist ein 45 
aikalilosiiches Harz. Das alkalilosliche Harz umfaBt als zumindest eine Monorner-Komponente ein Monomer mit einer 
anionischen Gruppe wie Carbonsaure-Gruppe, Carboxyamid-Gruppe, Sulfonsaure-Gruppe, Sulfonamid-Gruppe, Sulfo- 
nimid-Gruppe oder Phosphonsaure-Gruppe. Zusatzlich konnen verschiedene Monomere copolymerisiert werden, um die 
Alkaliloslichkeit, Films tarke, Adhasion, Erweichungspunkt, GlasUbergangspunkt und anderes zu steuem. Weiterhin 
konnen die alkaliloslichen Harze in Mischung von zwei oder mehreren verwendet werden. 50 
[0072] Der alkalilosliche, trockene Film, der in dem Verfahren (19) verwendet wird, wird im allgemeinen durch Auf- 
losen des alkaliloslichen Harzes in einem Medium und Beschichten der Losung auf einer Basis gebildet. Als Basis kon- 
nen Filme aus Poly tetrafluore thy len, Polyethylenterephthalat, Aramid, Kapton, Polymethylpenten, Polyethylen, Poly- 
propylen oder Polyvinylchlorid verwendet werden. 

[0073] Der Bildbereich der warmeschmelzbaren feinen Teilchenschicht kann geschmolzen und durch Verfahren wie 55 
Warmefixierung, Lichtfixierung, Druckfixierung oder Losungsmittelfixierung fixiert werden. Zur Durchfuhrung des Di- 
rektbildverfahrens durch Computer- auf-Platte zur Erhohung der Produkti vital ist die Verwendung von Lasern bevorzugt. 
Als Laser konnen z. B. Gas-Laser wie Kohlendioxid-Laser, Stickstoff-Laser, Ar-Laser, He/Ne-Laser, He/Cd-Laser und 
Kr-Laser, Flussig (FarbstofT)-Laser, Feststoff-Laser wie Rubin-Laser und Nd/YAG-Laser, Ilalbleiter-Laser wie GaAs/ 
GaAlAs und InGaAs-Laser und Excimer-Laser wie KrF-Laser, XeCl-Laser, WeF-Laser und Ar-Laser verwendet wer- 60 
den. 

[0074] Zur Verbesserung der Schmelz- und Fixiereigenschaft der warmeschmelzbaren, feinen Teilchenschicht in dem 
Bildgebungsmaterial (1), Bildgebungsverfahren (4) und Plattenherstellungs verfahren (13) ist es bevorzugt, daB die war- 
meschmelzbare, feine Teilchenschicht ein Lichtabsorptionsmittel enthalt, und somit wird es moglich, die* warme- 
schmelzbare, feine Teilchenschicht mit kleinerer Warme- oder Lichtenergie zu schmelzen und zu fixieren. Beispiele des 65 
verwendbaren Lichtabsorbers sind RuB, Cyanin, metallfreies oder metallhaltiges Phthalocyanin, Metalldithiolen und An- 
thrachinon. Bei der Laserbelichtung ist es bevorzugt, Lichtabsorptionsmittel mit dem Absorptionsmaximum bei der Wel- 
lenlange des Lasers auszuwahlen. Wenn z. B. die warmeschmelzbare, feine Teilchenschicht unter Verwendung eines 
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Halbleiter-Lasers mit 830 nm fixiert wird, kann ein Cyanin-Farbstoff mit einem Heptamethin-Geriist geeignet verwendet 
werden. RuB hat einen breiteren Bereich der Absorptionswellenlange von Licht und dariiber hinaus eine bohe Warmeab- 
sorptionseffizienz und kann daher sehr geeignet verwendet werden. 

[0075] Bei dem Bildgebungsrnaterial (1), Bildgebungsverfahren (4) und Verfahren (19) zur Erzeugung von gedruckten 
5 Leitungsplatten ist es ebenfalls bevorzugt, daB zumindest eine Schicht, ausgewahlt aus der alkaliloslichen Harzschicht 
und der warmeschmelzbaren, feinen Teilchenschicht den Lichtabsorber erilhalL. vVeiterhin ist es in dem Verfahren (19) 
ebenfalls. bevorzugt, daB zumindest eine Schicht, ausgewahlt aus dem alkaliloslichen trockenen Film und der wanne- 
schmelzbaren, feinen Teilchenschicht, den lichtabsorber enthalt. 

[0076] Bci dem PlattcnhcrstcUungsvcrfahrcn (16) wird cine PS-Plattc vom Ncgativ-Typ verwendet. In dicscm Fall 
10 wird, nachdem der Nicht-Bildbereich aufgelost und entfernt worden ist, die Oberflache mit Ultraviolettlicht bestrahlt, 
und es ist bevorzugt, die Absorption von Ultraviolettlicht moglichst bei hoherer Effizienz durchzufuhren. Daher sind die 
Lichtabsorber wiinschenswert solche, die eine geringe Absorption des Wellenlangenbereiches von weniger als 600 nm 
aufweisen. ' 

[0077] Bei dem Bildgebungsverfahren (4) und den Verfahren (19) werden die Nicht-Biidbereiche oder Nicht-Schal- 
15 tungsbereiche der alkaliloslichen Harzschicht oder des alkaliloslichen, trockenen Filmes und der wanneschmelzbaren, 
feinen Teilchenschicht, die darauf vorgesehen sind, unter Verwendung einer Alkali-Losung entfernt. Die warmeschmelz- 
bare, feine Teilchenschicht, die nicht geschmolzen und fixiert ist, liegt in sehr sparlichen (nicht dichten) Zustand vor und 
die Alkali-Losung kann leicht in die Schicht eindringen, und daher kann sie zusammen mit der darunterliegenden alka- 
liloslichen Harzschicht oder dem alkaliloslichen, trockenen Film entfernt werden. Fur die Alkali-Losung kann Wasser 
20 vorteilhaft als Losungsmittel verwendet werden. Verwendbare, basische Verbindungen umfassen z. B. Alkalimetallsili- 
cate, Alkalimetallhydroxide, Alkalimetall- und Ammoniumsalze von Phosphors aure und Kohlensaure, Emanolamin, 
Emylendiarnin, Propandiamin, Triethylentetramin und Morpholin. Zur weiteren Verbesserung der Ldslichkeit konnen 
wasserlosliche ALkohole oder oberflachenaktive Mittel ebenfalls enthalten sein. 

[0078] Kommerziell erhaltliche PS-Plattenentwickler konnen als Behandlungslosung zum Auflosen und Entfernen der 
25 iichtempfindlichen Schicht bei dem Plattenherstellungsverfahren (13) verwendet werden. Irgendwelche Entwickler, die 
ausschlieBlich fur PS-Platten verwendet oder dafiir empfohlen werden, konnen geeignet verwendet werden. Z. B. konnen 
Entwickler, die allgemein sowohl fur das Negativ als auch das Positiv verwendbar sind, wie sie in JP-A-6-282079 offen- 
bart sind, ebenfalls verwendet werden. Weiterhin konnen Alkali-Losungen, die Wasser als Hauptlosungsmittel enthalten, 
ebenfalls fur die Behandiung verwendet werden. Als derartige Alkali-Losungen konnen solche erwahnt werden, die in 
30 dem Bildgebungsverfahren (4) und dem Verfahren (19) verwendet werden. 

[0079] Als Basen, die in den Bildgebungsmaterialien (1) und Bildgebungsverfahren (4) verwendet werden, konnen 
Kunststoffblatter wie Polyethylenterephthalat, Polyethylennaphthalat und Polyphenylensulfid, Papier und metallische 
Blatter wie Aluminiumblatt, Zinkblatt und Kupfer/Aluminiumblatt verwendet werden. Dariiber hinaus konnen fur die 
Herstellung von gedruckten Leitungsplatten Isolierbasen wie ein mit Epoxyharz impragniertes Glasbasisblatt, mit Ep- 
35 oxyharz impragniertes Papierbasisblatt, mit Phenolharz impragniertes Glasbasisblatt, mit Phenolharz impragniertes Pa- 
pierbasisblatt, Polyimidfilm und Polyesterfilm, l^minatblatter, umfassend diese Isolierblatter, die auf zumindest einer 
Seite eine leitende Schicht wie eine aus Kupfer, Aluminium, Silber, Eisen oder Gold aufweist, und metallische Blatter 
verwendet werden. 

[0080 J Kommerziell erhaltliche PS-Platten konnen als lichtempfindliche, lithographische Druckplatten verwendet 
40 werden, die in dem Verfahren zur Erzeugung von lithographischen Druckplatten und dafiir verwendeten Anlagen und 
dem PlattcnhcrstcUungsvcrfahrcn dicscr Erfindung verwendet werden, unabhangig davon, ob sic vom Ncgativ-TVp oder 
Positiv-iyp sind und unabhangig von den Arten und derOicke des Tragers. FUr das Erreichen einer Massenproduktion 
von lithographischen Druckplatten konnen sie dariiber hinaus in dem Zustand eines Gewebes (gewickelt) vor dem 
Schneiden in Blatter verwendet werden. Weiterhin konnen Druckplatten vom Entschichtungs (decoating)-iyp ebenfalls 
45 verwendet werden, auf denen Bilder durch elektrophotographisches Verfahren gebildet sind. 

[00S1] Wenn die lichtempfindliche, lithographische Druckplatte, die fur das Plattenherstellungsverfahren (13) verwen- 
det wird, vom Negativ-Typ ist, wird nach der Hntfemung des Nicht-Bildbereiches die Plattenoherflache mit Ultraviolett- 
- licht wie Quecksilberlampe zum Polymerisieren und Harten der Iichtempfindlichen Schicht bestrahlt, wodurch der Bild- 
bereich starker gemacht werden kann als bei den Plattenherstellungsverfahren (16). Zur Erhohung der Bestrahlungsefli- 
50 zienz von Ultraviolettlicht kann weiterhin die geschmolzene und fixierte Schicht zuvor unter Verwendung eines Lo- 
sungsmittels entfernt werden, das in der Lage ist nur die geschmolzene und fixierte Schicht des Bildbereiches aufzulo- 
sen, und danach kann die Bestrahlung mit Ultra violettlicht durchgefuhrt werden. 

[0082] Wenn die lichtempfindliche, lithographische Druckplatte, die fur das Plattenherstellungsverfahren (13) verwen- 
det wird, vom Positiv-Typ ist, wird die Oberflache der Iichtempfindlichen, lithographischen Druckplatte zuvor mit Ultra- 

55 violettlicht wie einer Quecksilberlampe vor dem Vorsehen der warmeschmelzbaren, feinen Teilchenschicht bestrahlt, 
wodurch die Ldslichkeit der Iichtempfindlichen Schicht verbessert wird, und dann wird das Plattenherstellungsverfahren 
unter Verwendung der warmeschmelzbaren, feinen Teilchen wie bei den Plattenherstellungsverfahren (17) dieser Erfin- 
dung durchgefuhrt. Die Bestrahlung mit. Ultraviolettlicht verursacht eine Erhohung der Ldslichkeit der Iichtempfindli- 
chen Schicht der Iichtempfindlichen, lithographischen Druckplatte in der Bearbeitungslosung, und die Uchtempfindliche 

60 Schicht des Nicht-Bildbereiches kann leicht entfernt werden.- 

[0083] Bei dem Plattenherstellungsverfahren (18) wird, nachdem der Nicht-Bildbereich der Iichtempfindlichen, litho- 
graphischen Druckplatte aufgelost und entfernt worden ist, die Plattenoberflache einer Brennbehandlung unterworfen, 
wodurch derBildbereich starker gemacht werden kann. Als Brennbehandlung konnen Verfahren angewandt werden, die 
allgemein bei einer PS-Platte angewandt werden, z. B. das mehrminiitige Erwarmen bei 200 bis 250°C. Solche Brennbe- 

65 handlungen sind z. B. in "Outline of PS Plate" (Seiten 107-108), geschrieben von Teruhiko Yonezawa und veroffentlicht 
von dem VeroffenUichungsbereich von Printing Association, beschrieben. 

[0084] Die Auffulltinten, die in dem Verfahren (20) zur Erzeugung von gedruckten Leitungsplatten verwendet werden, 
umfassen z. B. Auffulltinte vom Trocknungstyp (Lufttrocknen), Auffulllinte vom Ultraviolettlicht-Hartungstyp, und 
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Auffulltinten vom Warmeharttyp. Zum Aufxullen von Durchgangslochern rait der Auffulltinte sind das Walzenbeschich- 
tungs verfahren, Rakel verfahren und Multi-Pin- SpritzguB verfahren anwendbar. Die Auffulltinte, die an der AuBenseite 
der Durchgangsldcher haftet, kann so wie sie ist, oder durch Kratzen oder Schwabbeln entfernt werden. 
[0085] Als Laminatblatter, umfassend ein Isoliersubstrat und eine leitende Schicht, die auf zumindest einer Seite davon 
bei dem Verfahren zur Erzeugung von gedruckten Leitungsplatten gemaB dieser Erfindung voigesehen ist, konnen solche 5 
verwendet werden, die z. B. in "Handbook of Printed Circuit Technique, 2. Auflage", herausgegeben von Printed CircuiL 
Association und veroffentlicht von Nikkan Kogyo Shinbun K. K. offenbart sind. Als Isoliersubstrate konnen Papierbasis 
oder Glasbasis, die mit Epoxyharz oder Phenolharz impragniert sind, Polyesterfilm und Polyimidfilm erwahnt werden. 
Matcrialicn der leitenden Schicht sind z. B. Kupfcr, Silbcr und Aluminium. 

[0086] Zur Bildung der galvanisch leitenden Schicht bei dem erfindungsgemaBen Verfahren zur Erzeugung von ge- 10 
druckten Leitungsplatten konnen, wenn die galvanisch leitende Platte z. B. Kupfer ist, das stromlose Piattieren, strom- 
lose Plattieren-elektrolytische Piattieren und direktelektrolytische Piattieren angewandt werden, das z. B. in "Hyomen 
Jisso Gijutsu" (Juni 1993, veroffentlicht von Kogyo Shinbun K. K.) offenbart ist. 

[0087] Zur Entfernung der leitenden Schicht und der galvanisch leitenden Schicht des Nicht-Leitungsbereiches nach 
der Bildung der Atz-Resistschicht in dem erfindungsgemaBen Verfahren zur Erzeugung von gedruckten Tjeitungsplatten 15 
konnen Atzanlagen und Atzlosungen verwendet werden, die in "Handbook of Printed Circuit Technique, 2. Auflage" und 
"Handbook of Printed Circuit, 3. Originalausgabe" (herausgegeben von C. E Coomes, Jr. 1991, ubersetzt von Printed 
Circuit Association und veroffentlicht von Kindai Kagaku K. K.) offenbart sind. 

[0088] In dem erfindungsgemaBen Verfahren zur Erzeugung von gedruckten Leitungsplatten kann die Atz-Resist- 
schicht, nachdem die nicht notwendig leitende Schicht und die galvanische leitende Schicht entfernt worden sind, so wie 20 
sie ist gelassen werden, aber sie wird entfernt, wenn sie beim Befestigen und \ferbinden von Leitungskomponenten nicht 
notwendig ist. Zur Entfemung der Atz-Resistschicht kann eine Alkali-Losung vorteilhaft verwendet werden. Wenn die 
Loslichkeit der Atz-Resistschicht in der Alkali-Losung gering ist, konnen organische Losungsmittel wahlweise zugege- 
ben werden, oder nur die organischen Losungsmittel konnen verwendet werden. 

T00891 Fig. 10 ist eine schematische Seitenschnittansicht, die ein Beispiel der Anlage (24) zur Herstellung der lithogra- 25 . 
phischen Druckplatten dieser Erfindung erlautert Zunachst wird eine Druckplatte 414, deren Oberflache nach oben ge- 
richtet ist, in den Raum, der zwischen der Elektrode 41 und der Fuhrungsplatte 42 gebildet ist, durch ein Paar Tragewal- 
zen 43 und 44, deren Oberflachen einen Gummi umfassen, eingefuhrt. Zu dieser Zeit wird eine Beschichtungslosung, die 
warmeschmelzbare, feine Teilchen enthalt, zu dem Raum durch den Ruckfuhrbehalter 410, die Pumpe 412 und den L6- 
sungsentladeteil 411, der mit der Elektrode 41 verbunden ist, gefuhrt und entladen. Gleichzeitig wird eine Spannung von 30 
dem Spannungszufuhrteil 413, das ein Ladungsauferlegungsmittel ist, das an die Elektrode 41, ein leitendes Erdteil 47 
und einePlattenleitungsfuhrung 49 gebunden ist, zugefiihrt. Die Polaritat der angelegten Spannung ist die gleiche wie die 
Ladungspolaritat <ier warmeschmelzbaren, feinen Teilchen in der Beschichtungslosung, und die warmeschmelzbaren, 
feinen Teilchen werden auf der Oberflache der Druckplatte 414 durch Elektroniederschlag niedergeschlagen. 
[0090] AnschlieBend wird die uberschussige Beschichtungslosung auf der Druckplatte 414 durch ein Paar von Ab- 35 
quetschwalzen 45, 46, die Abquetschmittel sind, abgequetscht, und gleichzeitig wird ein hoher Luftdruck auf den Raum, 
der durch die Druckplatte 414 und die Abquetschwalzen 45, 46 gebildet ist, von einem Luftmesser 48 geblasen, das ein 
Gasblasmittel ist, das mit einer nicht-gezeigten Hochdruckluftquelle verbunden ist. 

[0091 J Weiterhin wird die Druckplatte 414 durch ein Saugtragemittel, umfassend ein Trageband 424, das urn vier ro- 
tierende Wellen aufgezogen ist, und eine Ansaugbox 422 getragen; wobei die Ruckseite der Druckplatte angesaugt ist. 40 
Die Ansaugbox 422 hat auf der Oberflache cine Viclzahl von Ansaugoffnungcn, damit die Druckplatte 414 daran anhaf- 
tet, und Luft in der Ansaugbox 422 wird durch ein Sauggeblase (nicht gezeigt), das in der Box vorgesehen ist, herausge- 
lassen. Oberhalb der Box sind zwei Trocknungsgeblase 420 als Verdampfungs-Beschleunigungsmittel des Dispersions-- 
mediums vorgesehen, wodurch das Dispersionsmedium in der nicht abgequetschten Beschichtungslosung auf der Druck- 
platte 414 luftgetrocknet wird 45 
[0092] In Abhangigkeit von dem Erweichungspunkt der warmeschmelzbaren, feinen Teilchen kann eine gekuhlte oder 
erwarmte Luff, in die Trocknungsgeblase 420 von einem nichtdargestellten Lufttemperatur-Steuerteil eingefuhrt werden. 
Weiterhin ist eine AuslaBleitung 421 oberhalb der Trockungsgeblase als ein Verdampfungsbeschleunigungsmittel vorge- 
sehen, und, falls erforderlich, kann das verdampfte Dispersionsmedium von diesem ausgelassen werden. Durch Ablassen 
des Dampfes des Dispersionsmediums kann der Dampfdruck vermindert. werden, und weiterhin kann die Verdampfungs- 50 
rate des Dispersionsmediums auf der Platte erhoht werden. Die Tragegeschwindigkeit der Druckplatte 414 kann wahl- 
weise in Abhangigkeit von der Verdampfungsrate des Dispersionsmediums eingestellt werden. 

[0093] Die somit behandelte Druckplatte 414 erreicht ein Pufferteil, umfassend ein Trageband 431, das um zwei rotie- 
rende Wellen 430 gewickelt ist. Die Druckplatte 414 kann von hier herausgenommen oder zu einem Lager getragen wer- 
den, in dem eine Vielzahl der Druckplatten gelagert werden kann. Es ist ebenf alls moglich, eine Warmebildvorrichtung 55 
daran zu verbinden, wodurch der Bildvorgang nach der Bildung der warmeschmelzbaren, feinen Teilchenschicht durch- 
gefuhrt werden kann. 

[0094] Diese Erfindung wird detailliert durch die folgenden Beispiele erlautert, aber diese Erfindung ist nicht darauf 
beschrankt. 

60 

Beispiel 1 
Herstellung der Basis 

[0095] Ein Aluminiumblatt von JIS 1050 wurde in eine 10%ige waBrige NaOH-Losung bei 60°C getaucht, um mit der 65 
Oberflache eine Atzung durchzufuhren, so daB die Menge der Auflosung von Aluminium 6 g/m 2 erreichte. Nach dem 
Waschen mit Wasser wurde das Blatt in eine 30%ige, wafirige Salpetersaure-Losung 1 min zum Neutralisieren der Ober- 
flache getaucht, und anschlieBend mit Wasser ausreichend gewaschen. Danach wurde die Oberflache einem elektrolyti- 
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scheri Aufrauhen fur 25 s in einer 2,0%igen, waBrigen Salpetersaure-Losung unterworfen, in eine 20%ige waBrige 
Schwefelsaure-Ldsung bei 50°C zum Reinigen der Oberfiache getaucht, mit anschlieBendem Waschen mit Wasser. Wei- 
terhin wurde mit dem Blatt eine anodische Oxidation in einer 20%igen, waBrigen Schwefelsaure-Losung durchgefiihrt, 
mil Wasser ge waschen und getrocknet, unter Erhalt einer Basis (ein Trager fur eine Druckplatte, GroBe A3). 

5 

Bildung der wanneschmelzbaren feinen Teilchenschicht 

[0096] Eine Beschichtungslosung gemaB Tabelle 1 wurde auf die Basis durch ein Vorhangbeschichtungsverfahren ge- 
schichtct und bci 40°C 2 min lang getrocknet, untcr Erhalt cincr warmschmclzbarcn, fcincn Tcilchcnschicht (Filrndickc: 
10 3,0 urn). 



Tabelle V 



15 


Zusammenset zung 


Gew. -Teile 


20 


Poly (laurylmethacrylat) 
(Molekulargewicht : 20 000) 


5 




Pol yvinyl ace t a t - Emul s ion 

(durchschnittliche Teilchengrofie: 0,2 m/i) 


25 


25 


Gesattigter Kohlenwasserstof f (IP-1620®) , 


220 


30 


Bildung der geschmolzenen und fixierten Schicht 





[0097] Der Anteil der wanneschmelzbaren, feinen Teilchenschicht, der dem Bildbereich entspricht, wurde durch eine 
Halbleiterlaser-Betichtungsvorrichtung (780 nra) geschmolzen und fixiert, unter Erhalt einer Druckplatte. Wenn der 
Druck unter Verwendung dieser Druckplatte durch eine Offsetdruckmaschine (RYOBI 3200MCD®) durchgefiihrt wurde, 
35 wurde der Bereich der wanneschmelzbaren, feinen Teilchenschicht, der nicht geschmolzen und fixiert war, vollstandig 
bei der Anfangsstufe des Druckens (Druck von etwa 10 Drucken) entfernt, unter Belichtung der hydrophilen Oberfiache 
der Basis. Als Ergebnis wurden mit der verbleibenden geschmolzenen und fixierten Schicht als Tintenaufhahmeschicht 
60000 gute Drucke erhalten, ohne daB Recken verursacht wurden. 

40 Lagerstabilitatstest 

[0098] Die Basis, auf der die warmeschmelzbare, feine Teilchenschicht gebildet war, wurde 6 Monate bei 30°C unter 
Tageslicht gelagert. Danach wurde eine Druckplatte auf gleiche Weise wie oben hergestellt. Eine Druckplatte ohne Man- 
gel wurde erhalten. 

45 

Beispiel 2 

Bildung der wanneschmelzbaren, feinen Teilchenschicht 

50 [00991 Eine Beschichtungslosung mit der Zusammensetzung gemaB Tabelle 2 wurde auf die gleiche Basis wie bei Bei- 
spiel 1 (hydrophilisiertes Aluminiumblatt: 1110 x 398 mm) durch das Vorhangbeschichtungsverfahren geschichtet und 
5 min bei 30°C getrocknet, unter Erzeugung einer warmeschmelzbaren, feinen Teilchenschicht (Filmdicke: 2,5 um). 



55 



60 



65 
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Tabelle 2 



Zusammensetzung 


Gew. -Teile 


Poly (laurylmethacrylat) 
(Molekulargewicht: 20 000) 


5 


Polyvinyl acetat -Emulsion 

(durchschnittliche TeilchengroEe : 0,2 m^z) 


25 


RufS 


5 


Gesattigter Kohlenwasserstof f (IP-1620®) 


215 



Bildung der geschmolzenen und fixierten Schicht 

20 

[0100] Der Bereich der warmeschmelzbaren, feinen Teilchenschicht, der dem Bildbereich entspricht, wurde durch eine 
Halbleiterlaser-Belichturigsvbrrichtung (780 nm) geschmolzen und fixiert, unter Erhalt einer Druckplatte. Wenn das 
Drucken unter Verwendung dieser Druckplatte durch eine OfFsetdruckmaschine (RYOBI 3200MCD®) durchgefuhrt 
wurde, war der Bereich der warmeschmelzbaren, feinen Teilchenschicht, der nicht geschmolzen und fixiert war, vollstan- 
dig.bei der Anfangsstufe des Druckens (Drucken von etwa 10 Drucken) entfernt, zur Belichtung der hydrophilen Ober- 25 
flache der Basis. Als Ergebnis wurden mit der verbleibenden geschmolzenen und fixierten Schicht als eine Tintenaufhah- 
meschicht 60000 gute Drucke erhalten, ohne daB Flecken verursacht wurden. 

Lagerungsfahigkeitstest 

.30 

[0101] Die Basis, auf der die warmeschmelzbare, feine Teilchenschicht gebildet war, wurde bei 30°C 6 Monate unter 
Tageslichtbedingungen gelagert Danach wurde eine Druckplatte auf gleiche Weise wie oben hergestellt. Eine Druck- 
platte ohne Mangel wurde erhalten. 

Beispiel 3 35 

Bildung der warmeschmelzbaren, feinen Teilchenschicht 

[0102J Eine Beschichtungsiosung mit der Zusammensetzung von Tabelle 3 wurde durch das Elektroniederschlagsver- 
fahren (angelegte Spannung: 150 V) auf die gleiche Basis wie in Beispiel 1 (hydrophilisiertes Aluminiumblatt: A3- 40 
GrdBc) gcschichtct und bci 40°C 2 min lang gctrocknct, unter Bildung cincr warmschmclzbarcn, feinen Teilchenschicht 
(Filmdicke: 2,0 um). - 



Tabelle 3 

: 45 



Zusammensetzung 


Gew. -Teile 




Poly (laurylmethacrylat) 

(Molekulargewicht im Gewichtsmittel : 20 000) 


1 


50 


Polyvinylacetat -Emulsion 

(durchschnittliche TeilchengroSe : 0,2 m/i) 


5 


55 


Octadecylvinylether/Maleinsaureanhydrid- 
Copolymer (Gewichtsverhaltnis : 3/1 ; 
Maleinsaureanhydrid-Hydrolyserate : 54 %; 
Molekulargewicht irn Gewichtsmittel: 13 000) 


0,01 


60 


RuS . 


0,5 




Gesattigter Kohlenwasserstof f (IP-1620® 


744 


65 
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Bildung der geschmolzenen und fixierten Schicht 

[0103] Der Anteil der warmeschmelzbaren, feinen Teilchenschicht, der dem Bildbereich entspricht, wurde durch eine 
Halbleiterlaser-Belichtungsvorrichtung (780 nm) geschmolzen und fixiert, unter Erhalt einer Druckpiatte. Als derDruck 
5 unter Verwendung dieser Dmckplatte durch eine Offsetdruckmaschine (RYOBI 32O0MCD ) durchgefuhrt war, wurde 
der Anteil der warmeschmelzbaren, feinen Teilchenschicht, der nicht geschmolzen und fixiert war, voUstandig bei der 
Anfangsstufe des Drue kens (Druck von etwa 10 Drucken) entfernt, unter Belichtung der hydrophilen Oberfiache der Ba- 
sis. Als Ergebnis wurden mit der verbleibenden, geschmolzenen und fixierten Schicht als einelmtenaufaahrheschicht 
70000 zufricdcnstcllcndc Druckc crhaltcn, ohnc daB Flcckcn vcrursacht wurden. 

10 

Lagerungsfahigkeitstest 

[0104] Die Basis, auf der die warmeschmelzbare, feine Teilchenschicht gebildet war, wurde bei 30°C 6 Monate unter 
Tageshchtbedingungen gelagert Danach wurde eine Druckpiatte auf gieiche Weise wie oben hergestellt. Eine Druck- 
15 platte ohne Mangel wurde erhalten. 

Beispiel 4 

Bildung der alkaliloslichen Harzschicht und warmeschmelzbaren, feinen Teilchenschicht 

20 

[0105] Eine Beschichtungslosung mit der Zusammensetzung von Tabelle 4 wurde auf die gieiche Basis wie bei Bei- 
spiel 1 (hydrophilisiertes ALuminiumblatt: 1110 x 398 mm) durch ein Vorhangbeschichtungsverfahren geschichtet und 
10 rnin bei 90°C getrocknet, unter Bildung einer alkaliloslichen Harzschicht (Filmdicke: 4,6 um). Dann wurde eine Be- 
schichtungslosung mit der Zusammensetzung von Tabelle 5 darauf durch ein Vorhangsbeschichtungs verfahren geschich- 
25 tet und bei 40°C fur 2 min luftgetrocknet, unter Bildung einer warmeschmelzbaren, feinen Teilchenschicht (Filmdicke: 
1,5 urn). 



Tabelle 4 



30 


Zusammensetzung 


Gew . -Teile 


35 


Methacrylsaure/n-Butylmethacrylat/n- 
Butylacrylat -Copolymer (Gewichtsverhaltnis : 
3/3/4; Molekulargewicht im Gewichtsmittel : 
35 000) 


10 


40 


RuS 


5 




Butyl eel losolve 


85 


45 


Tabelle 5 




50 


Zusammensetzung 


Gew. -Teile 




Poly ( laurylmethacrylat ) 
(Molekulargewicht : 20 000) 


5 


55 


Polyvinylacetat -Emulsion 

(durchschnittliche TeilchengroSe : 0,2 m^t) 


25 




Gesattigter Kohlenwasserstof f (IP-1620®) 


270 


60 


Bildung der Bildschicht 





[0106] Der Anteil der warmeschmelzbaren, feinen Teilchenschicht, der dem Bildbereich entspricht, wurde durch eine 
65 Halbleiterlaser-Behchtungsvorrichtung (780 nm) geschmolzen und fixiert, und anschliefiendem mit einer 5%igen Natri- 
umcarbonat-Ldsung (35°C, Spriihdruck: 2,0 kg/cm 2 ) unter Entfernung des Nicht-Bildbereiches der warmeschmelzbaren, 
feinen Teilchenschicht und der alkaliloslichen Harzschicht bespriiht, unter Erhalt einer Druckpiatte. Die aus der alkali- 
loslichen Harzschicht und der warmeschmelzbaren, feinen Teilchenschicht bestehende Bildschicht wurde durch ein Mi- 
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kroskop beobachtet, und das Bild zeigte eine hohe Auflosung ohne Abfallen des Bildbereiches und Flecken bei dem 
Nicht-Bildbereich. Es wurde unter Verwendung dieser Druckplatte mit einer Offset-Druckmaschine (IIAMADASTAR 
600CD®) gedruckt, und 80000 zufriedenstellende Drucke ohne Flecken wurden erhalten. 

Lagerungsstabilitatstest 

|0107J Die Basis fur die Druckplatte, auf der die alkalilosliche Harzschicht und die warmeschmelzbare, feine 'ieilchen- 
schicht gebildet wareri, wurde bei 30°C 6 Monate unter Tageslicht gelagert Danach wurde wie oben eine Bildschicht er- 
zcugt, und cine klarc Bildschicht, die frci von Mangcln war, erhalten. 

Beispiel 5 

Bildung einer alkalildslichen Harzschicht und warmeschrnelzbaren, feinen Teilchenschicht 

[0108] Rine Beschichtungslosung mit der Zusammensetzung von Tabelle 6 wurde auf ein einseitig kupferplattiertes 
Laminatblatt, umfassend ein Epoxyharz-Blatt mit einer Papierbasis und eine Kupferfolie, die auf einer Seite des Epoxy- 
harz-Blattes (200 x 300 x 1 ,6 mm, Kupferdicke: 18 um) laminiert ist, durch Eintauchbeschichtungsverfahren geschichtet 
und 5 min bei 90°C getrocknet, unter Erzeugung einer alkalildslichen Harzschicht (Filmdicke: 5,2 um). Dann wurde eine 
Beschichtungslosung mit der Zusammensetzung von Tabelle 7 unter Bildung einer warmeschrnelzbaren, feinen Teil- 
chenschicht (Filmdicke: 1,2 um) durch ein Vorhangbeschichtungsverfahren auf geschichtet. 

Tabelle 6 



10 



15 



20 



Zusammensetzung 


Gew. -Teile 


Crotonsaure/Vinylacetat -Copolymer 
(Gewichtsverhaltnis : 3/97; Molekulargewicht im 
Gewichtsmittel : 35 000) 


15 


Butylcellosolve 


85 


Tabelle 7 


Zusammensetzung 


Gew. -Teile 


Poly (laurylmethacrylat) 
(Molekulargewicht: 20 000) 


5 


Polyvinylacetat- Emulsion 

(durchschnittliche TeilchengroSe : 0,2 m/i) 


25 


RuS 


5 I 


Gesattigter Kohlenwasserstof f (IP-1620®) 


270 



25 



30 



35 



40 



45 



50 



Bildung der Bildschicht 

[0109] Der Bereich der warmeschrnelzbaren, feinen Teilchenschicht, der dem Bildbereich entspricht, wurde durch eine 
Halbleiterlaser-Belichtungsvorrichtung . (780 nm) geschrnolzen und fixiert, mit anschlieBendem Spriihen mit einer 
5,0%igen Nalriumcarbonat-Losung (35 °Q (Spriihdruck: 2 • 10 5 Pa), zurn Entfernen der Nicht-Bildbereiches der war- 
meschrnelzbaren, feinen Teilchenschicht und der alkalildslichen Harzschicht. Die Bildschicht, die aus der alkalildslichen 
Harzschicht und der warmeschrnelzbaren, feinen Teilchenschicht besteht, wurde durch ein Mikroskop beobachtet, wobei 
festgestellt wurde, daB der Bildbereich eine hohe Auflosung ohne Abfallen des Bildbereiches und keine Flecken auf dem 
Nicht-Bildbereiches hatte. Dieses mit Kupfer plattierte Laminatblatt, auf dem die Bildschicht gebildet war, wurde mit ei- 
ner koimiienriell erhaltliehen Ferrichlorid-Losung (45°C, Spriihdruck: 3 • 10 5 Pa) behandelt, unter Entfemung des Be- 
reiches der Kupferfolie, der nicht mit der Bildschicht bedeckt war. Dann wurde das Laminatblatt mit einer 3,0%igen Na- 
triumhydroxid-Losung bei 40°C behandelt, unter Entfemung der verbleibenden Bildschicht, unter Erhalt einer gedruck- 
ten Leitungsplatte. Die resultierende, gedruckte Schaltungsplatte wurde durch ein Mikroskop beobachtet, mit der Fest- 
stellung, daB sie ein Schaltungsmuster mit hoher Auflosung ohne Mangel wie Bruch des Musters aufwies. 



55 



60 



65 
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Lagerungsfahigkeitstest 

[0110] Das mit Kupfer plattierte Laminatblatt, auf dem die alkalilosliche Harzschicht und die warmeschmeLzbare, 
feine Teilchenschicht gebildet waren, wurde bei 30°C 4 Monate lang unter Tageslichtbedingungen gelagert. Danach 
5 wurde die Bildschicht auf gleiche Weise wie oben gebildet, unter Erhalt einer klaren Bildschicht, die keine Mangel auf- 
wies. _ 

Beispiel 6 

10 Bildung einer alkaliloslichen Harzschicht und warmeschmelzbaren, feinen Teilchenschicht 

[0111] Eine Beschichtungslosung mit der Zusammensetzung von Tabelle 8 wurde auf einem einseitig mit Kupfer plat- 
tierfen Laminatblatt, umfassend ein Epoxyharzblatt mit einer Papierbasis und einer Kupferfolie, die auf eirier Seite des 
Epoxyharzblattes laminiert war (200 x 300 x 1,6 mm, Kupferdicke: 18 um) durch ein Elektroniederschlagsverfahren 
15 (angelegter Strom: 100 mA) geschichtet. und bei 90°C fur 10 min getrocknet, unter Bildung einer alkaliloslichen Harz- 
schicht .(Filmdicke: 3,2 Jim). Dann wurde eine Beschichtungslosung mit der Zusammensetzung von Tabelle 3 darauf 
durch ein Elektroniederschlagsverfahren (angelegte Spannung: 180 V) geschichtet und bei 40°C fur 2 min luftgetrock- 
net, unter Bildung einer warmeschmelzbaren, feinen Teilchenschicht (Filmdicke: 2,0 um). 



20 Tabelle 8 



25 



Zusammensetzung 


Gew. -Teile 


Acrylsaure/n-Butylmethacrylat/n-Butylacrylat- 
Copolymer (Gewichtsverhaltnis : 2/3/4, 
Molekulargewicht im Gewichtsmittel : 55 000) 


20 


Triethylamin 


1 


Butyl eel losolve 


90 


Entionisiertes Wasser 


90 



Bildung der Bildschicht 

40 [0112] Der Bereich der warmeschmelzbaren, feinen Teilchenschicht, der dem Bildbereich entspricht, wurde durch eine 
Halblcitcrlascr-Bclichtungsvorrichtung (780 nm) gcschmolzcn und fixicrt, mit anschlicBcndcm Bcspriihcn mit cincr 
5,0%igen Natriumcarbonat-Losung (35°C) (Spruhdruck: 2 • 10 5 Pa), unter Entfemuhg des Nicht-Bildbereiches der war- 
meschmelzbaren, feinen Teilchenschicht und der alkaliloslichen Harzschicht. Die Bildschicht, die aus der alkaliloslichen 
Harzschicht und der warmeschmelzbaren, feinen Teilchenschicht bestand, wurde durch ein Mikroskop beobachtet, mit 

45 der Feststellung, daB das Bild eine hohe Auflosung ohne Abfallen des Bildbereiches und keine Flecken des Nicht-Bild- 
bereiches hatte. Dieses mit Kupfer plattierte laminatblatt, auf dem die Bildschicht gebildet war, wurde mit einer kom- 
- merziell erhaltlichen Ferrichlorid-Txjsung (45°C, Spruhdruck: 3 • 1 0 5 Pa) behandelt, unter Entfernung des Bereiches der 
Kupferfolie, der nicht mit der Bildschicht bedeckt war. Dann wurde das Laminatblatt mit einer 3,0%igen Natriumhydro- 
xid-Ldsung bei 40°C zur Entfernung der verbleibenden Bildschicht behandelt, unter Erhalt einer gedruckten Leitungs- 

50 platte. Die gedruckte Schaltungsplatte wurde durch ein Mikroskop beobachtet, mit der Feststellung, daB sie ein Schal- 
tungsmuster mit hoher Auflosung ohne Mangel wie Bruch des Musters aufwies. 

Lagerungsstabilitatstest \ 

55 [0113] Das mit Kupfer plattierte Laminatblatt, auf dem die alkalildsliche Harzschicht und die warmeschmelzbare, 
feine Teilchenschicht gebildet waren, wurde 4 Monate lang bei 30°C unter Tageslichtbedingungen gelagert. Danach 
wurde die Bildschicht auf gleiche Weise wie oben gebildet, unter Erhalt einer klaren Bildschicht ohne Mangel. 

Vergleichsbeispiel 1 

60 

[0114] Ein trockener Film-Photoresist, der ein Photopolymer war, wurde auf das gleiche mit Kupfer plattierte Laminat- 
blatt wie bei den Beispielen 5 und 6 durch HeiBdruck gebunden. Dieses Photopolymer wurde durch die gleiche Halblei- 
terlaser-BelichLungsvorrichlung wie bei den Beispielen 1 und 2 belichtet, aber die Photopolymerisauonsreakuon konnte 
nicht stattfinden, und kein Bild konnte erhalten werden. Dariiber hinaus lief, wenn das mit Kupfer plattierte Laminatblatt, 
65 auf dem der trockene Filmphotoresist durch HeiBdruck gebunden war, bei 30°C fur 3 Monate unter Tageslichtbedingun- 
gen gelagert wurde, die Poly men sationsreaktion nicht ab und die iichtempfindlichen Eigenschaften wurden deaktiviert. 
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Beispiel 7 

[0115] Eine Beschichtungszusammensetzung mit der Zusammensetzung gemaB Tabelle 9 wurde auf eine kommerzieU 
erhaltiche, nicht belichtete PS-Platte voin Negativ-Typ (FNS®) durch das Vorhangbeschichtungsverfahren geschichtet 
und bei 40°C fur 2 min luftgetrocknet, unter Erhalt einer warmeschmelzbaren, feinen Teilchenschicht (Filmdicke: 5 
3,0 urn). 



TabeUe 9 



Zusammensetzung 


Gew. -Teile 


10 


Poly (laurylmethacrylat) 
(Molekulargewlcht : 20 000) 


5 


15 


Polyvinyl acet at -Emulsion 

(durchschnittliche TeilchengroSe : 0,2 m/i) 


50 




RuS 


5 


20 


Gesattigter Kohlenwasserstof f (IP-1620® 


220 





r0116] Der Erweichungspunkt der feinen Polyvinyiacetat-Teilchenschicht, hergestellt unter- Verwendung dieser Be- 25 
schichtungslosung, war 62°C. 

[0117] Der Bereich der warmeschmelzbaren feinen Teilchenschicht, der dem Bildbereich entspricht, wurde durch eine 
Halbleiterlaser-Behchtungsvorrichtung (830 nm) geschmolzen und fixiert, und dann wurde der Nicht-Bildbereich der 
warmeschmelzbaren, feinen Teilchenschicht und der der lichtempfindlichen PS-Schicht unter Verwendung eines kom- 
merzieU erhaltlichen Entwickiers fur eine negative PS-Platte (DN3C®) entfernt Dann wurde die Oberflache einer Gum- 30 
mierbehandlung und anschlieBend einer Brennbehandlung in einem Ofen, der auf 200°C erwarmt war, unterworfen, un- 
ter Erhalt einer einer lithographischen Druckplatte. Die Oberflache wurde durch ein Mikroskop beobachtet, unter der 
Feststellung, daB es kein Abfallen des Bildbereiches und keine unzufriedenstellende Entfernung des Nicht-Bildbereiches 
gab und daB das Bild eine hohe Aufiosung hatte. Wenn ein Offsetdruck unter Verwendung dieser lithographischen 
Druckplatte durchgefuhrt wurde, waren das Nichtfarben des Nicht-Bildbereiches und die Druckdauerhaftigkeit beide zu- 35 
friedenstellend und gute Drucke konnten erhalten werden. 

Beispiel 8 

[0118] Eine Beschichtungslosung rnit der Zusammensetzung von Tabelle 10 wurde auf eine kommerziell erhaltliche, 40 
nicht belichtete PS-Plattc vom Ncgativ-TVp (FNS®) durch das Vorhangsbcschichtungsvcrfahrcn geschichtet und bei 
40°C fiir 2 min luftgetrocknet, unter Erhalt einer warmeschmelzbareh, feinen Teilchenschicht (Filmdicke: 3,0 um). 



45 



50 



55 



60 



65 
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Tabelle 10 



Zus amrnens e 1 2 ung 


Gew. -Telle 


Poly (laurylmethacrylat) 
(Molekulargewicht : 20 000) 


5 


Polyvinylacetat-Emulsion 

(durchschnittliche Teilchengrofie : 0,2 mu) 


50 


Heptamethincyanin-Farbstof f , dargestellt durch 
die folgende Formel I 


6 


Gesattigter Kohl enwassers toff (IP-1620: 
i r , ; 


220 



10 



15 



20 



25 



30 



35 



40 



45 



50 



55 



60 




OCH 3 



[0119] Der Anteil der warmeschmelzbaren, feinen Teilchenschicht, der dem Bildbereich entspricht, wurde durch eine 
Halbleiterlaser-Behchtungsvorrichtung (830 nm) geschmolzen und fixiert, und dann wurde der Nicht-Bildbereich der 
warmeschmelzbaren, feinen Teilchenschicht und der der lichtempfindlichen PS-Schicht. unter Verwendung eines kom- 
merziell erhaltlichen Entwicklers fiir eine negative PS-Platte (DN3C®) entfernt. Weiterhin wurde die Oberflache mit Ul- 
traviolettlicht durch eine Quecksilberlampe bestrahlt und dann die Oberflache einer Gummierbehandlung und anschlie- 
Bend einer Brennbehandlung in einem auf 200°C erwarrnten Ofen unterworfen, unter Erhalt einer lithographischen 
Druckplatte. Die Oberflache wurde durch ein Mikroskop beobachtet, mit der Feststellung, daB es kein Abfallen des Bild- 
bereiches und keine unzufriedenstellende Entfernung des Nicht-Bildbereiches gab und das Biid eine hohe Auflosung 
hatte. Wenn ein Offsetdruck unter Verwendung dieser lithographischen Druckplatte durchgefuhrt wurde, waren sowohl 
die Antifleckeneigenschaft als auch die Druckdauerhaftigkeit zufriedenstellend und der 50.000. Druck war noch zufrie- 
dcnstcllcnd. 

Beispiel 9 

[0120] Die Oberflache einer kommerziell erhaldichen PS-Platte vom Negativ-Typ (VS) wurde mit einer Quecksilber- 
lampe belichtet und danach eine Beschichtungslosung gemaB Tabelle 11 darauf durch ein Vorhangbeschichtungsverfah- 
ren geschichtet und bei Raurntemperatur fiir 1 0 min getrocknet, unter Krhalt einer warmeschmelzbaren, feinen Teilchen- 
schicht (Filmdicke: 2,5 M m )- 
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Tabelle 11 



Zusammensetzung 


Gew. -Teile 


Poly (laurylmethacrylat) 
(Molekulargewicht : 20 000) 


5 


Pol yviny 1 ac e t a t - Emu 1 s i on 

(durchschnittliche TeilchengroSe ; 0,2 m/x) 


25 


RuS 


5 


Gesattigter Kohlenwasserstof f (IP-1620: 


215 



[0121] Der Anteil der warmeschmelzbaren, feinen Teilchenschicht, der dem Bildbereich entspricht, wurde durch eine . 
Halbleiterlaser-Behchtungsvorrichtung (830 nm) geschmolzen und fixiert, und dann wurden der Nicht-Bildbereich der 
warmeschmelzbaren, feinen Teilchenschicht und der der lichtempfindlichen PS-Plattenschicht unter Verwendung eines 
kommerziell erhaltlichen Entwicklers fur eine positive PS-Platte (DP4®) entfernt, und gleichzeitig wurde die Oberflache 25 
einer Gummierbehandlung unterworfen. Dann wurde sie einer Brennbehandlung in einem auf 200°C erwarmten Ofen 
unterworfen, unter Erhalt einer lithographischen Druckplatte. Die Oberflache wurde durch ein Mikroskop beobachtet, 
mit der Feststellung, daB es kein Abfallen des Bildbereiches und keine unzufriedenstellende Entfernung des Nicht-Bild- 
bereiches gab und das Bild eine hohe Auflosung hatte. Wenn ein Offsetdruck unter Verwendung dieser lithographischen 
Druckplatte durchgefuhrt wurde, waren sowohl die Anufleckeneigenschaft als auch die Druckdauerhaftigkeit zufrie- 30 
denstellend und der 50.000. Druck war noch zufriedenstellend. 

Beispiel 10 

[0122] Unter Verwendung der folgenden Herstellungsanlage wurde die gsamte Oberflache einer kommerziell erhaltli- 35 
chen PS-Platte von Positiv-Typ (VS®) mit Ultraviolettlicht bestrahlt und dann eine warmeschmelzbare, feine Teilchen- 
schicht unter Verwendung eines kommerziell erhaltlichen flussigen Toners (ODP-TW®) gebildet Die unter Verwendung 
der obigen Beschichtungslosung gebildete, warmeschmelzbare, feine Teilchenschicht hatte einen Erweichungspunkt von 
65°C. 

[0123] Die Erzeugungsanlage, die bei diesem Beispiel verwendet wird, wird unter Bezugnahme auf Fig. 10 erlautert. 40 
Eine Druckplatte 414 (cine PS-Piattc vom Positiv-iyp bci dicscm Beispiel), dcrcn Oberflache nach oben angcordnct ist, 
wird in den Raum, der zwischen einer ELektrode 41 aus SUS304 (rostfreier Stahl von JIS) und einer Fuhrungsplatte 42 
aus Polycarbonat gebildet ist, durch ein Paar von Tragewalzen 43, 44, deren Oberflache aus Nitril-Butadien-Gummit mit 
einer Harte von 45 Grad gebildet ist, eingefuhrt. Zu dieser Zeit wird der fliissige Toner zu dem Raum von dem AuslaBteil 
fur die Russigkeit 411, der an der Elektrode 41 vorgesehen ist, von dem Auffiillbehalter 410 durch die Pumpe 412 zuge- 45 
fuhrt und auf die Druckplatte geschichtet. Gleichzeitig wird eine Spannung von dem Spannungszufuhrteil 413, das mit 
der Elektrode 41, dem Erdungsteil 47 aus Phosphorbronze und dem Druckplattenfuhrungsteil 49 aus SUS304 verbunden 
ist, zugefuhrt. In diesem Beispiel war die Polaritat der zugefuhrten Spannung (+), weil die warmeschmelzbaren, feinen 
Teilchen in der festen Losung eine positive Ladung aufweisen, und eine Spannung von 180 V wurde angelegt. 
[0124] Dann wird die iiberschussige Beschichtungslosung auf der Druckplatte 414 durch ein Paar von Abquetschwal- 50 
zen 45, 46 abgequetscht, und gleichzeitig wird eine Hochdruckluft (Druck: 2 • 10 s Pa) zu einem Raum, der durch die 
Druckplatte 414 und ein Paar der Abquetschwalzen 45, 46 gebildet ist, von dem Luftmesser 48, das eine Gasblaseinrich- 
tung ist, die mit einer Hochdruckluftquelle (nicht gezeigt) verbunden ist, geblasen. 

[0125] Weiterhin wird die Druckplatte 414 durch eine Ansaug-Trageinrichtung, umfassend ein Trageband 424, das um 
vier rotierende Wellen 423 gewickelt ist, und eine Ansaugbox 422 getragen, wobei die Ruckseite der Druckplatte durch 55 
die Ansaugvorrichtung angesaugt ist. Im Inneren der Ansaugbox 422 sind zwei Absauggeblase (nicht gezeigt) mit einem 
maximalen LuftfluB von 500 1/min vorgesehen. Oberhalb der Absauggeblase sind zwei Trocknungsgeblase (maximaler 
statischer Druck: 60 Pa) angeordnet, die Verdampfungsbeschleunigungsmittel der Dispersionsmediums sind, wodurch 
das Dispersionsrnedium in der nicht abgequetschten Beschichtungslosung auf der Druckplatte 414 luftgetrocknet wird. 
Bei diesem Beispiel war die gemessene Blastemperatur der Luftgeblase 20°C. 60 
[0126] AnschlieBend wurde die Druckplatte 414 zu dem Pufferteil, umfassend ein Trageband 431, das um die zwei ro- - 
tierenden Wellen 430 gewickelt ist, getragen, wo die Druckplatte 414 herausgenommen wurde. 

[0127] Der Anteil der wanneschinelzbaren, feinen Teilchenschicht, der den Bildbereich der PS-Platte entspricht, die 
wie oben behandelt wurde, wurde durch eine Halbleiterlaser-BelichUingsvorrichtung (830 nm) geschmolzen und fixiert, 
und dann wurden der Nicht-Bildbereich der warmeschmelzbaren, feinen Teilchenschicht und der der lichtempfindlichen 65 
PS-Plattenschicht unter Verwendung eines kommerziell erhaltlichen Entwicklers fur eine positive PS-Platte DP4® ent- 
fernt. Dann wurde die Oberflache einer Gurnmierbehandlung und anschlieBend einer Brennbehandlung in einem auf 
200°C erwarmten Ofen unterworfen, unter Erhalt einer lithographischen Druckplatte. Die Oberflache wurde durch ein 
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Mikroskop beobachtet, mit der Feststellung, daB es kein Abf alien des Bildbereiches und keine unzufiriedenstellende Ent- 
femung des Nicht-Bildbereiches gab und das Bild eine hohe Auflosung hatte. Wenn ein Offsetdruck unter Verwendung 
dieser lilhographischen Druckplatte durchgefuhrt wurde, waren sowohl die Antifleckeneigenscbafl die Nicht-Bildberei- 
ches als auch die Druckdauerhaftigkeit zufriedenstellend, und der 50000. Druck war noch zufriedenstellend. 

5 

BeispieL 11 

[0128] Eine warmeschmelzbare, feine Teilchenschicht wurde auf gleiche Weise wie bei Beispiel 7 gebildet, mit der 
Ausnahmc, daB cine kommcrzicll crhaltlichc lithographischc Druckplatte vom clcktrophotographischcn Typ (DP ND- 

10 300®) als Druckplatte verwendet wurde. 

[0129] Der Bereich der warmeschmelzbaren, feinen Teilchenschicht, der dem Bildbereich der somit behandelten 
Druckplatte entspricht, wurde durch eine Halbleiterlaser-Belichtungsvorrichtung (830 nm) geschmolzen und fixiert, und 
dann wurden die Nicht-Bildbereiche der warmeschmelzbaren, feinen Teilchenschicht und der lichtempfindlichen 
Schicht, unter Verwendung einer Bearbeitungsldsung fur eine lithographische Druckplatte vom elektrophotographischen 

15 Typ (ODP-DF®) entfemt, unter Hrhalt einer lithographischen Druckplatte. Die Oberflache der resultierenden lithographi- 
schen Druckplatte wurde durch ein Mikroskop beobachtet, mit der Feststellung, daB es kein Abfallen des Bildbereiches 
und keine unzufriedenstellende Entfernung des Nicht-Bildbereiches gab und das Bild eine hohe Auflosung hatte. Wenn 
ein Offsetdruck unter Verwendung dieser lithographischen Druckplatte durchgefuhrt wurde, waren sowohl die Antiflek- 
keneigenschaft des Nicht-Bildbereiches als auch die Druckdauerhaftigkeit vom Beginn des Druckens zufriedenstellend, 

20 und der 100.000. Druck war noch zufriedenstellend. 

Beispiel 12 

Bildung von Durchgangslochern und Auffulien der Locher mit einer Auffulltinte 

25 - 

[0130] 100 Durchgangsldcher mit 0,4 mm <j) bzw. 0,6 mm (f> wurden durch ein auf beidseitig kupferplattiertes Laminat- 
blatt, umfassend ein Epoxyharzblatt mit einer Glasbasis, bei dem beide Seiten mit einer Kupferfolie plattiert waren (200 
x 300 x 0,8 mm, Kupferdicke: 18 um), gebohrt. Dann wurde das Laminatblatt einer Kupferplattierung (OPC Process 
M®) unterworfen, unter Erhalt einer Kupferplattierschicht mit einer Dicke von 8 um auf der Oberflache des Laminatbiat- 
30 tes, einschlieBlich der inneren Wandoberflache der Durchgangsldcher. Dann wurden die Durchgangsldcher mit einer 
Auffulltinte (SER-450W®) durch ein Walzbeschichtungsverfahren aufgeftillt und die Unte warmegehartet. Die Auffull- 
tinte auf der Kupferplattierschicht, die nicht in den Lochem war, wurde durch Schwabbeln und Waschen mit Wasser ent- 
fernt. - 

35 Bildung der alkaliloslichen Harzschicht und warmeschmelzbaren, feinen Teilchenschicht 

[0131] Nach Vollenden des Fiillens der Durchgangsldcher mit der Auffulltinte wurde eine Beschichtungslosung mit 
der Zusammensetzung von Tabelle 4 durch ein Vorhangsbeschichtungsverfahren geschichtet und bei 90°C fur. 10 min ge- 
trocknet, unter Bildung einer alkaliloslichen Harzschicht (Filmdicke: 4,5 um). Weiterhin wurde eine Beschichtungslo- 
40 sung mit der Zusammensetzung von Tabelle 5 durch ein Vorhangsbeschichtungsverfahren geschichtet und bei 40°C fur 
2 min luftgetrocknet, unter Bildung cincr warmeschmelzbaren, feinen Teilchenschicht (Filmdicke: 1,5 urn). 

Bildung der Atz-Resistschicht 

45 [0132] Der Anteil der warmeschmelzbaren, feinen Teilchenschicht, der dem Leitungsbereich entspricht, wurde durch 
eine Haibleiteriaser-Beschichtungsvorrichtung (780 nm) geschmolzen und fixiert, unter Bildung einer geschmolzenen 
und fixierten Schicht. Dann wurde die Oberflache des Laminat.blat.tes mit. einer 5,0%igen Natriurncarhonat.-Tx>sung 
(35°C) (Spruhdruck: 2 • 10 5 Pa) gespriiht, zur Entfemung des Nicht-Leitungsbereiches der warmeschmelzbaren, feinen 
Teilchenschicht und des der alkaliloslichen Harzschicht, unter Erhalt einer Atz-Resistschicht, umfassend die alkalilosli- 

50 che Harzschicht, die geschmolzene und fixierte Schicht und die AuflFQlltinte. Diese Atz-Resistschicht wurde durch ein 
Mikroskop beobachtet, unter der Feststellung, daB sie ein Leitungsbild mit hoher Auflosung ohne Abfallen des Leitungs- 
bereiches und ohne Flecken des Nicht-Bildbereiches war. 

Atzen 

55 

[0133] Nach der Bildung der Atz-Resistschicht wurde das Laminatblatt mit einer Ferrichlorid-Losung (45°C, Spruh- 
druck: 3,0 kg/cm 2 ) behandelt, zur Entfernung der Bereiche der Kupferplattierungsschicht und der Kupferschicht, die 
nicht mit der Atz-Resistschicht bedeckt waren. Dann wurde das Laminatblatt mit einer 3,0%igen Natriumhydroxid-Lo- 
sung mit 40°C behandelt, zur Entfernung der verbleibenden Atz-Resistschicht, unter Erhalt einer gedruckten Leitungs- 
60 platte. Die resuluerende gedruckte Leitungsplatte wurde durch ein Mikroskop beobachtet, mit der Feststellung, daB kein 
Bruch des Leitungsbereiches stattgefunden hat. Weiterhin wurden keine Mangel wie feine Locher in den Durchgangslo- 
chern gesehen. 

Lagerungsstabilitatstest 

65 

[0134] Das Laminatblatt, mit dem das Auffulien der Auffulltinte, die Bildung der alkaliloslichen Harzschicht und Bil- 
dung der warmeschmelzbaren, feinen Teilchenschicht durchgefuhrt war, wurde bei 30°C fur 4 Monate unter Tagelicht- 
bedingungen gelagert, und danach wurde die Atz-Resistschicht auf gleiche Weise wie oben gebildet. Als Ergebnis konnte 
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ein Leitungsbild ohne Mangel erhalten werden. 

Beispiel 13 

Bildung von Durchgangslochem 5 

[0135 J 100 Durchgangslocher mit 0,4 mm <|> bzw. 0,6 mm $ wurden durch ein auf beidenseitig kupferplattiertes Larni- 
natblatt, umfassend ein Epoxyharzblatt mit einer Glasbasis, deren beiden Seiten mit Kupferfolien plattiert Waren (200 x 
300 X 0,8 mm; Kupfcrdichcn: 18 um), gcbohrt Dann wurdc das Laminatblatt cincr Kupfcrplatticrung (OPC Vcrfahrcn 
M®) unterworfen, unter Erhalt einer Kupferplattierschicht mit einer Dicke von 8 um auf der Oberflache des Laminatblat- 10 
tes, einschlieBlich der Innenwandflache der Durchgangslocher. 

Bildung des alkaliloslichen trockenen Filmes 

[0136] Hine Beschichtungslosung mit. der Zusammensetz.ung von Tabelle 12 wurde auf einen Polyesterfilm mit einer 15 
Dicke von 15 um durch das Walzbeschichtungsverfahren geschichtet und dann bei 60°C fur 20 min getrocknet, unter Er- 
halt eines alkaliloslichen, trockenen Filmes (15 um dick). Der resultierende alkalilosliche, trockene Film wurde an die 
Oberflache der Kupferplattierschicht des Laminatblattes mit den Durchgangslochem durch HeiBpressen gebunden, und 
der Polyesterfilm wurde entfernt, zum Bedecken der galvanischen leitenden Schicht mit dem trockenen Him. 

20 

Tabelle 12 



Zusammensetzung 


Gew. -Teilie 


Methacryisaure/n-Butylmethacryiat^ ' 
Butyiacrylat -Copolymer . (Gewichtsverhaltnis : 
: 3/3/4 Molekulargewicht im GeWichtsmit tel : 
35 000). ' y 


10 


Methacrylsaure/n-Butylmethacryiat/n- 
Laury]L acryl at -Copolymer • (Gewichtsverhaltnis : 
1/1-/3 f Molekulargewicht im Gewichtsmittel : 
12 ,000) ■ 


' 15 


RuS • . ., . x . ...... 


• • 5 " 


Biitylcellosplve 


- '70 



45 

Bildung der waimeschmelzbaren, feinen Teilchenschicht 

[0137] Nachdem die Kupferplattierschicht mit dem alkaliloslichen trockenen Film bedeckt war; wurde eine Beschich- 
tungslosung mit der Zusammensetzung von Tabelle 5 darauf durch das Walzbeschichtungsverfahren geschichtet und bei 50 
40°C luftgetrocknet, unter Bildung einer warmeschmelzbaren, feinen Teilchenschicht (Filmdicke: 2,1 ^m) auf dem alka- 
liloslichen, trockenen Film. 



Bildung der Atz-Resistschicht 

55 

[0138] Der Anteil der warmeschmelzbaren, feinen Teilchenschicht, der dem Leitungsbereich entspricht, wurde durch 
eine Halbleiterlaser-Belichtungsvorrichtung (780 nm) geschrnolzen und fixiert, zur Bildung einer geschmolzenen und fi- 
xierten SchichL Dann wurde die Oberflache des Laminatblattes mit einer 5,0%igen Natriumcarbonat-Losung (35°C) 
(Spruhdruck: 2 ■ 10 5 Pa) bespriiht, unter Entfemung des Nicht-Leitungsbereiches der warmeschmelzbaren, feinen Teil- 
chenschicht und des des alkaliloslichen. trockenen Filmes, unter Erhalt einer Atz-Resistschicht, umfassend die alkalilos- 60 
Liche Harzschicht und die geschmolzene und fixierte Schicht. Diese Atz-Resistschicht wurde durch ein Mikroskop beob- 
achtet, mit der Feststellung, daB sie ein Leitungsbild mit hoher Auflosung ohne Abf alien des Leitungsbereiches und ohne 
Flecken des Nicht-Bildbereiches war. 

Atzen 65 



[0139] Nach der Bildung der Atz-Resistschicht wurde das Laminatblatt mit einer Femchlorid-Ldsung (45°C, Spruh- 
druck: 2 • 10 3 Pa) behandelt, um die Bereiche der Kupferplattierschicht und der Kupferschicht zu entfernen, die nicht 
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mit der Atz-Resistschicht bedeckt waren. Dann wurde das Laminatblatt mil einer 3,0%igen Natriumhydroxid-Losung 
mit 40°C behandelt, um die verbleibende Atz-Resistschicht zu entfernen, unter Erhalt einer gedruckten Leitungsplatte. 
Die resultierende gedruckte Leitungsplatte wurde durch ein Mikroskop beobachtet, mit der Feststellung, daB kein Bruch 
des Leitungsbereiches stattgefunden hat. Weiterhin wurden keine Mangel wie feine Locher in den Durchgangslochern 
'5 gesehen. 

Lagerungsstabilitatstest 

[0140] Das mit dcrn alkaliloslichen trockcncn Film bcdccktc Laminatblatt, mit dcm die Bildung der warmcschmclzba- 
10 ren, feinen Teilchenschicht durchgefuhrt wurde, wurde 4 Monate bei 30°C unter Tageslichtbedingungen gelagert, und 
danach wurde die Atz-Resistschicht auf gleiche Weise wie oben gebildet. Als Ergebnis konnte ein Leitungsbild ohne De- 
fekte erhalten werden. 



15 



35 



65 



Beispiel 14 

Bildung von Durchgangslochern und Auffullen der Locher mit einer Auffulltinte 



[0141] 100 Durchgang sloe her mit 0,4 mm <[> bzw. 0,6 mm Durchmesser wurden durch ein beidseitig kupferplattiertes 
Laminatblatt, umfassend ein Epoxyharzblatt mit einer Glasbasis, bei dem beide Seiten mit einer Kupferfolie plattiert wa- 

20 ren (200 X 300 X 0,8 mm, Kupferdicke: 18 um), gebohrt. Dann wurde mit dem Laminatblatt ein Kupferplattieren durch- 
gefuhrt (OPC Verf ahren M®), unter Erzeugung einer Kupferplattierschicht mit einer Dicke von 8 um auf der Oberflache 
des Laminatblattes, einschliefilich der Innenwandoberflache der Durchgangslocher. Dann wurden die Durchgangslocher 
mit der Auffulltinte, die bei Beispiel 1 verwendet wurde, durch das Abquetsch verf ahren aufgefullt und die Tinte durch 
Warme gehartet. Die Auffulltinte auf der anderen Kupferplattierschicht als den Durchgangslochern wurde durch 

25 Schwabbeln und Waschen mit Wasser entfernt. 

Bildung der alkaliloslichen Ilarzschicht und warmeschmelzbaren feinen Teilchenschicht 

[0142] Nach Vollendung des Aufrullens der Durchgangslocher mit der Aufrulltinte wurde eine Beschichtungslosung 
30 mit der Zusammensetzung von Tabelle 6 durch das Tauchbeschichtungs verf ahren geschichtet und bei 90°C 14 min ge- 
trocknet, unter Bildung einer alkaliloslichen Harzschicht (Filmdicke: 32 um). Weiterhin wurde eine Beschichtungslo- 
sung mit der Zusammensetzung von Tabelle 3 durch das Elektroniederschlags verf ahren (angelegte Spannung: 150 V) 
geschichtet und bei 40°C fiir 2 min luftgetrocknet, unter Bildung einer warmeschmelzbaren, feinen Teilchenschicht 
CFilmdicke: 2, 0 urn). 



Bildung der Atz-Resistschicht 



[0143] Der Bereich der warmeschmelzbaren, feinen Teilchenschicht, der dem Leitungsbereich entspricht, wurde durch 
eine Halbleiterlaser-BeUchtungsvorrichtung (780 nm) geschmolzen, und fixiert, unter Bildung einer geschmolzenen und 

40 fixierten Schicht. Dann wurde die Oberflache des Laminatblattes mit einer 5,0%igen Natriumcarbonat-Ldsung (35°C) 
(Spriihdruck: 2 • 10 5 Pa) bespriiht, um den Nicht- Leitungsbereich der warmeschmelzbaren, feinen Teilchenschicht und 
den der alkaliloslichen Harzschicht zu entfernen, unter Erhalt einer Atz-Resistschicht, umfassend die alkali losliche Harz- 
schicht, die geschmolzene und fixierte Schicht und die Aufrulltinte. Diese Atz-Resistschicht wurde durch ein Mikroskop 
bedobachtet, mit der Feststellung, daB sie ein Leitungsbild mit hoher Auflosung und ohne Abfallen des Leitungsberei- 

45 ches und ohne Flecken des Nicht-Bildbereiches war. 

Atzen 

[0144] Nach der Bildung der Atz-Resistschicht wurde das Laminatblatt mit einer Femchlorid-Ldsung (45°C, Spruh- 
50 druck: 2 • 10 5 Pa) behandelt, um die Bereiche der Kupferplattierschicht und der Kupferschicht, die nicht mit der Atz- 
Resistschicht bedeckt waren, zu entfernen. Dann wurde das Laminatblatt mit einer 3,0%igen Natriumhydroxid-Losung 
mit 40°C behandelt, um die verbleibende Atz-Resistschicht zu entfernen, unter Erhalt einer gedruckten Leitungsplatte. 
Die resultierende gedruckte Leitungsplatte wurde durch ein Mikroskop beobachtet, mit der Feststellung, daB kein Bruch 
des Leitungsbereiches vorhanden war. Weiterhin wurden keine Mangel wie feine Locher in den Durchgangslochern ge- 
.55 sehen. 

Lagerungsstabilitatstest 

[0145] Das Laminatblatt, mit dem das Auffullen der Durchgangslocher mit der Auffulltinte, die Bildung der alkalilos- 
60 lichen Harzschicht und die Bildung der warmeschmelzbaren, feinen Teilchenschicht durchgefuhrt war, wurde bei 30°C 
fur 4 Monate unter Tageslichtbedingungen gelagert, und danach wurde die Atz-Resistschicht auf gleiche Weise wie oben 
gebildet. Als Ergebnis konnte ein Leitungsbild ohne Mangel erhalten werden. 



Beispiel 15 
Bildung von Durchgangslochern 
[0146] 100 Durchgangslocher mit 0,4 mm bzw. 0,6 mm $ wurden durch ein beidseitig kupferplattiertes Laminatblatt, 
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umfassend ein Epoxyharzblatt mit einer Glasbasis, bei der beide Seiten mit Kupferfolien plattiert waren (200 x 300 x 
0,8 mm, Kupferdicke: 18 pun), gebohrt. Dann wurde mit dem Laminatblatt ein Kupfeiplattieren (OPC Verfahren M®) 
diirchgefiihrt, unter Erhait einer Kupferplattierschicht mit 8 um Dicke auf der Oberflache des Laminatblattes, einschlieB- 
lich der Innenwandoberflache der Durchgangslocher. 

5 

Beschichumg eines alkalildslichen, trockenen Rimes 

[0147] Nach der Bildung der Durchgangslocher wurde ein alkaliioslicher trockener Film auf die Kupferplattierschicht 
auf glcichc Wcisc wic bci Bcispicl 2 gcschichtct. 

Bildung der warmeschmelzbaren, feinen Teilchenschicht 

[0148] Nachdem die Kupferplattierschicht mit dem alkalilos lichen trockenen Film bedeckt war, wurde eine Beschich- 
tungsldsung mit der Zusammensetzung von Tabelle 3 darauf durch das Elektroniederschlagsverfahren geschichtet und 
bei 40°C luftgetrocknet, unter Bildung einer warmeschmelzbaren, feinen Teilchenschicht (Filmdicke: 2,6 um) auf dem IS 
alkalildslichen, trockenen Film. 

Bildung der Atzresistschicht 

[0149] Der Bereich der warmeschmelzbaren, feinen Teilchenschicht, der dem Leitungsbereich entspricht, wurde durch 20 
eine Halbleiteriaser-Belichtungsvorrichtung (780 nm) geschmolzen und fixiert, unter Bildung einer geschmolzenen und 
fixierten Schicht. Dann wurde die Oberflache der Laminatblattes mit einer 5,0%igen Natriumcarbonat-Losung (35°C) 
(Spriihdruck: 2 • 10 5 Pa) bespriibt, unter Entfernung des Nichtleitungsbereiches der warmeschmelzbaren, feinen Teil- 
chenschicht und des des alkali loslichen trockenen Filmes unter Erhait einer Atz-Resistschicht, die den alkaliioslichen 
trockenen Film und die geschmolzene und fixierte Schicht umfafit Diese Atz-Resistschicht wurde durch ein Mikroskop 25 
beobachtet, mit der Feststellung, dafi sie ein Leitungsbild mit hoher Auflosung ohne Abfallen des Leitungsbereiches und 
ohne Flecken des Nicht-Bildbereiches war. 

Atzen 

30 

[0150] Nach der Bildung. der Atz-Resistschicht wurde das Laminatblatt mit einer Ferrichlorid-Losung (45°C, Spriih- 
druck: 3 • 10 5 Pa) behandelt, um die Bereiche der Kupferplattierschicht und der Kupferschicht, die nicht mit der Atz- 
Resistschicht bedeckt waren, zu entfemen. Dann wurde das Laminatblatt mit einer 3,0%igen Natriumhydroxid-Losung 
mit 40°C behandelt, um die verbleibende Atz-Resistschicht zu entfernen, unter Erhait einer gedruckten Leitungsplatte. 
Die resultierende gedruckte Leitungsplatte wurde durch ein Mikroskop beobachtet, mit der Feststellung, daB kein Bruch 35 
des Leitungsbereiches vorlag. 

[0151] Weiterhin wurden keine Mangel wie feine Locher in den Durchgangslochern gesehen. 

Lagerungsstabilitatstest 

40 

[0152] Das Laminatblatt, mit dem die Bcschichtung mit dem alkalildslichen trockenen Film und die Bildung der war- 
meschmelzbaren, feinen Teilchenschicht durchgefuhrt worden war, wurde bei 30°C fur 4 Monate unter Tagesiichtbedin- 
gungen gelagert, und danach wurde die Atz-Resistschicht auf gleiche Weise wie oben gebildet. Als Ergebnis konnte ein 
Leitungsbild ohne Mangel erhalten werden. 

45 

Beispiel 16 

Bildung von Durchgangslochern und Auffullen der Locher mit einer Auffulltinte 

[0153] 100 Durchgangslocher mit 0,4 mm bzw. 0,6 mm $ wurden durch ein beidseitig kupferplattiertes Laminatblatt, 50 
umfassend ein Epoxyharzblatt mit einer Glasbasis, bei der beide Seiten mit einer Kupferfolie bedeckt waren (200 x 300 x 
0,8 mm, Kupferdicke: 18 fjm), gebohrt. Dann wurde mit dem Laminatblatt ein Kupfeiplattieren (OPC Verfahren M®) 
durchgefuhrt, unter Erhait einer Kupferplattierschicht mit einer Dicke von 8 um auf der Oberflache des Laminatblattes, 
einschlieBlich der Innenwandoberflache der Durchgangslocher. Dann wurden die Durchgangslocher mit der Auffulltinte, 
die bei Beispiel 12 verwendet wurde, durch das Walzbeschichtungsverfahren aufgefullt und die Tinte durch Warme ge- 55 
hartet. Die AuflFUlltinte auf der Kupferplattierschicht, die nicht in den Durchgangslochern vorlag, wurde durch Schwab- 
beln und Waschen mit Wasser entfemt. 

Bildung der alkalildslichen Ilarzschicht und der warmeschmelzbaren, feinen Teilchenschicht 

• 60 
[0154] Nach Vollenden des AufTullens der Durchgangslocher mit der Auffulltinte wurde eine'Beschichtungslosung mit 
der Zusammensetzung gemaB Tabelle 8 durch das Elektroniederschlagsverfahren (angelegter Strom 100 mA) geschich- 
tel und bei 90°C fur 10 min gelrocknet, unter Bildung einer alkaliioslichen Harzschicht (Filmdicke: 3,2 um). Weiterhin 
wurde eine Beschichtungslosung mit der Zusammensetzung von Tabelle 3 durch das Elektroniederschlagsverfahren (an- 
gelegte Spannung: 180 V) geschichtet und bei 40°C fur 2 min luftgetrocknet, unter Bildung einer warmeschmelzbaren, 65 
feinen Teilchenschicht (Filmdicke: 2,0 um). 



23 



DE 197 81 578 C 2 

Bildung der Atz-Resistschicht 

[0155] Der Bereich der warmeschmelzbaren, feinen Teilchenschicht, der dem Leitungsbereich entspricht, wurde durch 
eine Halbleiteriaser-Behchtungsvorrichtung (780 nm) geschmolzen und fixiert, unter Bildung einer geschmolzenen und 
5 fixierten Schicht. Dann wurde die Oberflache des Laminatblattes mit einer 5,0%igen Natriumcarbonat-Ldsung (35°C) 
(Spruhdruck: 2 • 10 5 Pa) bespriiht, urn den Nicht-Leitungsbereich der waniieschinelzbaren, feinen Teilchenschicht und 
den der alkalildslicben Harzscbicht zu entfemen, unter Hrhalt einer Atzresistschicht, umfassend die alkalilosliche Harz- 
schicht, , die geschrnolzene und fixieite Schicht und die Auffulltinte. Diese Atzresistschicht wurde durch ein Mikroskop 
bcobachtct, mit der Fcststcllung, daB sic cin Lcitungsbild mit hohcr Aufiosung ohnc Abfallcn dcs Lcitungsbcrcichcs und 
10 ohne Flecken des Nicht-Bildbereiches war. , 

Atzen 

[0156] Nach der Bildung der Atz-Resistschicht wurde das Laminatblatt mit einer Ferrichlorid-Losung (45°C, Spriih- 
15 druck: 3 • 10 5 Pa) behandelt, um die Bereiche der Kupferplattierschicht und der TCupferschicht, die nicht mit. der Atz- 
Resistschicht bedeckt waren, zu entfernen. Dann wurde das Laminatblatt mit einer 3,0%igen Natjiumhydroxid-Losung 
mit 40°C behandelt, um die verbleibende Atz-Resistschicht zu entfernen, unter Erhalt einer gedruckten Leitungsplatte. 
Die resultierende gedruckte Leitungsplatte wurde durch ein Mikroskop beobachtet, ohne Feststellung eines B ruches des 
Leitungsbereiches. Weiterhin wurden keine Mangel wie feine Locher in den Durchgangslochern gesehen. 

20 

Lagerungsstabilitatstest 

[0157] ' Das Laminatblatt, mit dem das Aufrullen der Durchgangslocher rnit der Auffulltinte, die Bildung der alkalilds- 
lichen Harzschicht und die Bildung, der. warmeschmelzbaren, feinen Teilchenschicht durchgefuhrt war, wurde bei 30°C 
25 fur 4 Monate unter Tageslichtbedingungen gelagert und danach die Atzresistschicht auf gleiche Weise wie oben gebildet. 
Als Ergebnis konnte ein Leitungsbild ohne Mangel erhalten werden. 

Vergleichsbeispiel 2 



30 [0158] 100 Durchgangslocher mit 0,4 mm <|> bzw. 1,6 mm 4> wurden durch ein beidseiten kupferplatuertes Laminat- 
blatt, umfassend ein Epoxyharzblatt mit einer Glasbasis, bei der beide Seiten mit einer Kupferfolie beschichtet waren 
(200 X 300 X 0,8 mm, Kupferdicke: 18 um), gebohrt. Dann wurde mit dem Laminatblatt ein Kupferplattieren (OPC \fer- 
fahren M®) durchgefuhrt, unter Erhalt einer Kupferplattierschicht mit einer Dicke von 8 um auf der Oberflache des La- 
minatblattes einschlieBlich der Innenwandoberflache der Durchgangslocher. Ein trockener Filmphotoresist, der ein Pho- 

35 topolymer war, wurde auf die Kupferplattierschicht durch HeiBpressen gebunden. Dieses Photopolymer wurde durch die 
gleiche Halbleiterlaser-Belichtungsvorrichtung wie bei den Beispielen 12 bis 16 belichtet, aber die Photopolymerisati- 
onsreaktion konnte nicht stattfinden. Daruber hinaus wurde, wenn das Laminatblatt mit dem trockenen Film-Photoresist, 
der auf die Kupferplattierschicht durch HeiBpressen gebunden war, bei 30°C fur 3 Monate unter Tageslichtbedingungen 
gelagert war, die Polymerisierbarkeit deaktiviert. 
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50 



Industricllc Anwcndbarkcit 



[0159] Wie oben erlautert, sind die Bildgebungsmateri alien dieser Erfindung ausgezeichnet beziiglich Lagerungsstabi- 
litat gegeniiber den konventionellen Bildgebungsmaterialien, die Photopolymere verwenden. Daruber hinaus konnen ge- 
45 maB dem Bildgebungsverfahren dieser Erfindung, dem Verfahren zur Herstellung von lithographischen Druckplatten 
und dem Verfahren zur Erzeugung einer gedruckten Leitungsplatte gemaB dieser Erfindung Bilder leicht unter Verwen- 
dung von Lasem mit. geringem Output durch das Direkthildverfahren gebildet werden, und sie sind fur Computer- auf- 
Platte anwendbar, und somit konnen Bilder mit hoher Aufiosung leicht und mit geringen Kosten erhalten werden. Dies 
sind ausgezeichnete Wirkungen. 



Patentanspriiche 



1. Bildgebungsmaterial, umfassend eine Basis, eine darauf aufgebrachte alkalilosliche Harzschicht, und eine auf 
der alkaliloslichen Harzschicht aufgebrachte Schicht, die warmschmelzbare, feine Teilchen umfaBt 
55 2. Bildgebungsmaterial nach Anspruch 1 , worin zumindest eine Schicht aus der alkaliloslichen Harzschicht und der 

warmschmelzbaren, feinen Teilchenschicht einen Lichtabsorber enthalt. 

3. Bildgebungsmaterial nach Anspruch 1 oder 2, worin die Basis ein Trager fur eine Druckplatte oder ein Trager fiir 
eine gedruckte Leiterplatte ist. 

4. Verfahren zur Bildbildung, umfassend 

60 a) Erwarmen und Schrnelzen des Bereichs der warmschmelzbaren, feinen Teilchenschicht, der dem Bildbe- 

reich eines Bildgebungsmaterials gemaB mindestens einem der Anspriiche 1 bis 3 entspricht, wodurch dieser 
auf der Oberflache der Basis fixiert wird, und 

b) anschlieBendes Entfernen der Bereiche der feinen Teilchenschicht und der alkaliloslichen Harzschicht, die 
dem Nicht-Bildbereich entsprechen, mit einer Alkalilosung. 
65 5. Verfahren nach Anspruch 4, worin die alkalilosliche Harzschicht und/oder die warmschmelzbare, feine Teil- 

chenschicht durch ein Elektroniederschlags verfahren gebildet wird. 

6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, worin die warmschmelzbare, feine Teilchenschicht durch Laser geschmolzen 
und fixiert wird. 
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7. Verfahren zur Herstellung eines Bildgebungsmaterials nach Anspruch 3, worin die warmschmelzbare, feine Teil- 
chenschicht erhalten wird durch: 

a) Aufschichten einer Beschichtungslosung, die ein Dispersionsmedium und warmschmelzbare, feine Teil- 
chen umf aBt, auf eine lichtempfindliche Schicht einer lithographischen Druckplatte vor der biidweisen Belich- 
tung, und 5 

b) Verdampfen des Dispersionsmediums bei einer Teniperatur, die geringer isl als der Erweichungspunkt der 
feinen Teilchen. 

8. Verfahren nach Anspruch 7, wbrin die Beschichtungslosung warmschmelzbare, feinen Teilchen mit einer elek- 
trischcn Ladung in cincm Dispersionsmedium mit hohem clcktrischcn Widcrstand dispcrgicrt umfaBt, und die fei- 
nen Teilchen durch ein Elektroniederschlagsverfahren auf die lithographische Druckplatte aufgeschichtet werden. 10 

9. Anlage zur Herstellung eines Bildgebungsmaterials nach dem Verfahren gemaB Anspruch 8, die folgendes um- 
faBt: 

(a) eine Fuhrungsplatte (42), 

(b) eine der Fuhrungsplatte (42) gegeniiberliegend angeordnete Elektrode (41), 

(c) ein Mittel (411) zum Zufuhren der Beschichtungslosung in den durch die Fuhrungsplatte (42) und die 15 
Elektrode (41) gebildeten Raum, 

(d) ein Mittel (413) zum Anlegen einer Spannung von der Elektrode (41) an die lithographische Druckplatte, 
und 

(e) ein stromab warts der Elektrode angeordnetes Mittel zum Abquetschen iiberschiissiger Beschichtungslo- 
sung. 20 

10. Anlage nach Anspruch 9, worin das Abquetschmittel (e) ein Paar Abquetschwalzen (45, 46) umfaBt, und ferner 
(f) ein Mittel (48) zum Einbiasen eines Gases in den Raum, der durch die Abquetschwalzen (45, 46) und den End- 
bereich der lithographischen Druckplatte gebildet wird, bereitgestellt wird. 

11. Anlage nach Anspruch 9 oder 10, die stromab warts der Abquetschwalzen (45, 46) (g) ein Mittel (420) zum Hal- 
ten der lithographischen Druckplatte durch Saugen auf deren Riickseite aufweist. 25 

12. Anlage nach Anspruch 9 oder 10, die stromabwarts der Abquetschwalzen (45, 46) (h) ein Mittel (420) zur Be- 
schleunigung der Verdampfung des Dispersionsmediums aufweist. 

13. Verfahren zur Herstellung einer lithographischen Druckplatte aus einem Bildgebungsmaterial nach Anspruch 
3, das folgende Schritte umfaBt: 

a) Erwarmen und Schmelzen der feinen Teilchen in dem Bereich, der dem Bildbereich entspricht, wodurch 30 
dieser Bereich fixiert wird, und 

b) anschlieBendes Aufldsen und Entfemen des Nicht-Bildbereiches, 

14. Verfahren nach Anspruch 13, worin die warmschmelzbare, feine Teilchenschicht einen Lichtabsorber enthalt. 

15. Verfahren nach Anspruch 14, worin der Lichtabsorber ein Absorptionsmaximurn im Wellenlangenbereich von 

> 600 nm und eine Absorption von 1/2 des Maximalwertes im Wellenlangenbereich von < 600 nm aufweist. 35 

16. Verfahren nach einem der Anspriiche 13 bis 15, worin die Druckplatte vom Negativtyp ist, und deren Oberfla- 
che nach dem Entfemen des Nicht-Bildbereiches mit UV-Licht bestrahlt wird. 

17. Verfahren nach einem der Anspriiche 13 bis 15, worin die Druckplatte vom Positivtyp ist, und deren Oberflache 
vor dem Bereitstellen der warmschmelzbaren, feinen Teilchenschicht mit UV-Licht bestrahlt wird. 

18. Verfahren nach einem der Anspriiche 13 bis 17, worin die Druckplatte einer Brennbeharidlung unterworfen 40 
wird, nachdem der Nicht 7 Bildbcrcich aufgclost und entfemt worden ist. 

19. Verfahren zur Herstellung einer gedruckten Leiterplatte, das folgende Schritte umfaBt: 

a) Bohren von Durchgangslochern durch ein Laminatblatt, das ein Isolationssubstrat umfaBt, das auf minde- 
stens einer Seite mit einer leitenden Schicht versehen ist,. 

b) Ausbildung einer galvanischen, leitenden Schicht auf der Oberflache des Laminatblattes und der inneren 45 
Oberflache der Durchgangslocher, 

c) Bereitstellen einer A tz-*Resistschicht durch 

c-2) aufeinanderfolgende Ausbildung einer alkaliloslichen Harzschicht und einer warmschmelzbaren, fei- 
nen Teilchenschicht auf der galvanischen, leitenden Schicht, wodurch ein Bildgebungsmaterial erhalten 
wird, wie in Anspruch 3 definiert, 50 
c-3) Schmelzen und Fixieren des Teils der warmschmelzbaren, feinen Teilchenschicht, der dem Leitungs- 
bereich entspricht, und 

c-4) Entfemen des Bereichs der warmschmelzbaren, feinen Teilchenschicht und der alkaliloslichen Harz- 
schicht, die dem Nicht-Leitungsbereich entsprechen, und 

d) Entfemen der galvanischen leitenden Schicht und der leitenden Schicht in den Bereichen, die nicht mit der 55 
Atz-Resistschicht bedeckt sind, durch Atzen. 

20. Verfahren nach Anspruch 19, das ferner vor dem Schritt (c-2) folgenden Schritt umfaBt: 
c-1) Auffullen der Durchgangslocher mit einer Auffulltinte, 

21. Verfahren nach Anspruch 19 oder 20, das ferner nach dem Schritt (d) folgenden Schritt umfaBt: 

e) Entfemen der verbleibenden Atz-Resistschicht, 60 

22. Verfahren nach mindestens einem der Anspriiche 19 bis 21, worin zumindest eine Schicht, ausgewahlt aus der 
alkaliloslichen Harzschicht und der warmschmelzbaren, feinen Teilchenschicht, einen Lichtabsorber enthalt. 

23. Verfahren nach mindestens einem der Anspriiche 19 bis 22, worin die alkalilosliche Harzschicht und/oder die 
warmschmelzbare, feine Teilchenschicht durch Elektroniederschlagsverfahren gebildet wird. 

24. Verfahren nach mindestens einem der Anspriiche 19 bis 23, worin die warmschmelzbare, feine Teilchenschicht 65 
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durch Laser geschmolzen und fixiert wird. 
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